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Markused, ettevaatusabindud ja hoiatused

@| MARKUS: MARKUS tahistab olulist teavet, mis aitab teil toodet paremini kasutada.

ETTEVAATUST tahistab teavet, mis hoiatab voimaliku riistvarakahju v6i andmekao eest ja annab juhiseid
selle probleemi véltimiseks.

A| HOIATUS: HOIATUS tahistab teavet, mis hoiatab voimaliku varakahju voi tervisekahjustuse voi surma eest.
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Arvutiga tootamine

Teemad:

¢ Ohutusjuhised

. Enne, kui arvuti sees toimetama asute

e Ohutuse ettevaatusabinéud

¢ Elektrostaatilise lahenduse (ESD) kaitse

. Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt
e Tundlike komponentide transportimine

. Parast arvuti sees toimetamist

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti margitud, eeldab iga selles
dokumendis sisalduv toode, et olete arvutiga kaasas olevat ohutusteavet lugenud.

A
A

HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate enam teavet nduetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance.

HOIATUS: Enne arvuti kaane vdi paneelide avamist iihendage lahti koik arvuti toiteallikad. Parast arvuti sisemuses
tegutsemise I6petamist (ihendage enne arvuti uuesti vooluvérku iihendamist uuesti kdik kaaned, paneelid ja kruvid.

Arvuti kahjustamise valtimiseks veenduge, et t66pind oleks tasane, kuiv ja puhas.

Selleks, et osi ja kaarte mitte vigastada, hoidke neid servapidi ja &rge puudutage tihvte ega kontakte.

Torkeotsingut ja remonti voib teha vaid Delli tehnilise abimeeskonna loal ja nende suunistega kooskélas.
Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Tutvuge ohutusjuhistega, mis on tootega
kaasas voi veebisaidil www.dell.com/regulatory_compliance.

Enne kui midagi arvuti sisemuses puudutate, maandage ennast. Selleks puudutage ménd varvimata
metallpinda, nditeks arvuti tagaosa metalli. Totamise ajal puudutage regulaarselt viarvimata metallpinda, et hajutada
staatilist elektrit, mis véib arvuti seesmisi osi kahjustada.

Kaabli lahutamisel tdmmake pistikust voi tombelipikust, mitte kaablist. Osadel kaablitel on
lukustuslapatsitega vai tiibkruvidega liitmikud, mille peate enne kaabli lahti ithendamist avama. Kaablite
lahtilihendamisel tommake koiki kiilgi Gihtlaselt, et mitte liitmike tihvte painutada. Kaablite iihendamisel veenduge, et
molemad pistikud oleksid dige suunaga ja kohakuti.

Kui meediumilugejas on mdni kaart, siis vajutage seda ja votke see vilja.

Olge siilearvutite liitiumioonakude kasitsemisel ettevaatlik. Paisunud akusid ei tohi kasutada ning need
tuleks asendada ja nduetekohaselt kérvaldada.

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide vérv voib paista selles dokumendis naidatust erinev.

Enne, kui arvuti sees toimetama asute

1. Veenduge, et t66pind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.
2. Ldulitage arvuti sisse.
3. Kui arvuti on Uhendatud dokiga (dokitud), eemaldage see dokist.
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4, Uhendage véimaluse korral kéik vérgukaablid arvuti kiljest lahti.

Kui arvutil on RJ45-port, eemaldage vorgukaabel esmalt arvuti kiiljest lahti ja alles seejérel
vorguseadme kiiljest.

5. Uhendage arvuti ja kéik selle kiilies olevad seadmed elektrivérgust lahti.
6. Avage ekraan.
7. Hoidke toitenuppu mdni sekund all, et emaplaat maandada.

Elektrilodgi valtimiseks votke arvuti toitejuhe pistikupesast vilja enne kui 8. sammu juurde asute.

Elektrostaatilise lahenduse véltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda, nt arvuti taga olevat liidest.

8. Eemaldage pesadest koik paigaldatud ekspresskaardid voi kiipkaardid.

Ohutuse ettevaatusabinoud

Ohutuse ettevaatusabindude peatikis kirjeldatakse peamisi toiminguid, mis tuleb enne lahtivétmissuuniste jargimist teha.

Jargige lahtivdtmist voi kokkupanekut hdlmava paigaldamis- v3i parandustoimingute tegemisel jargmisi ohutuse ettevaatusabindusid.
Ldlitage slisteem ja kdik Ghendatud valisseadmed vélja.

Lahutage slsteemi ja kdigi Uhendatud vélisseadmete vahelduvvoolutoide.

Eemaldage ststeemi kiljest kdik vdrgukaablid, telefoni- ja telekommunikatsioonijuhtmed.

Elektrostaatilisest lahendusest (ESD) pdhjustatud kahjustuste valtimiseks kasutage sllearvuti sisemuses to6tades ESD-vélikomplekti.
Parast mis tahes stisteemi osa eemaldamist asetage see ettevaatlikult antistaatilisele matile.

Kandke elektrilddgiohu vahendamiseks elektrit mittejuhtivate kummitaldadega jalandusid.

Toite ootereziim

Ootereziimiga Delli tooted tuleb enne korpuse avamist vooluallikast eemalda. Ootereziimiga slsteemi toide on sees ka ajal, mil sisteem on
vélja Itlitatud. Seadmesisene toide v8imaldab stisteemi kauglhenduse kaudu sisse Illitada (LAN-i kaudu &ratamine) ja kaivitada unereziimi,
samuti hélmab see muid tdpsemaid toitehalduse funktsioone.

Toitelihenduse katkestamine, toitenuppu vajutamine ja 20 sekundit all hoidmine peaks tlhjendama emaplaadi jadkvoolu. Eemaldage aku
sulearvutitest.

Ristihendus

RistUhendus on meetod, mis vdimaldab Uhendada kaks v3i enam maandusjuhet sama elektripotentsiaaliga. Selleks kasutatakse
elektrostaatilise lahenduse (ESD) vélikomplekti. Veenduge, et ristihenduskaabel oleks Uhendatud katmata metallesemega, mitte varvitud
voi mittemetallist pinnaga. Randmerihm peab olema tugevasti kinni ja taielikult naha vastas. Samuti eemaldage enne enda ja seadme
ristihendamist kdik aksessuaarid, nagu kéekellad, kéevorud voi sérmused.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) kaitse

ESD on markimisvéérne probleem elektrooniliste komponentide kasitsemisel, eriti tundlike komponentide, néiteks laiendussiinide,
protsessorite, DIMM-maélude ja emaplaatide puhul. Ulivaikesed laengud véivad pdhjustada skeemis potentsiaalselt markamatuid kahjustusi,
naiteks perioodiliselt esinevaid probleeme vai toote tddea lihenemist. Kuna valdkonna eesmark on energiatarvet véahendada ja tihedust
suurendada, on ESD-kaitse tiha suurem probleem.

Hiljutistes Delli toodetes kasutatavate pooljuhtide suurema tiheduse tdttu on nende tundlikkus staatilisest elektrist pohjustatud kahjustuste
suhtes suurem kui varasematel Delli toodetel. Seetdttu ei sobi enam mdningad senised komponentide kasitsemise meetodid.

ESD-kahjustusi liigitatakse katastroofilisteks ja katkelisteks térgeteks.

e Katastroofiline: katastroofilised tdrked moodustavad ligikaudu 20 protsenti ESD-ga seotud torgetest. Kahjustus pohjustab seadme
talitluse viivitamatu ja téieliku katkemise. Katastroofiliseks tdrkeks loetakse naiteks olukorda, kus DIMM-malu on saanud staatilise
elektrilddgi, mis pohjustab kohe simptomi ,No POST/No Video” (POST/video puudub) koos puuduvale véi mittetddtavale malule
viitava piiksukoodiga.
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Katkeline katkelised tdrked moodustavad ligikaudu 80 protsenti ESD-ga seotud torgetest. Katkeliste tdrgete suur osakaal tdhendab,
et enamikul juhtudel ei ole kahjustused kohe margatavad. DIMM-malu saab staatilise elektrildogi, ent see ainult ndrgestab rada ega
pBhjusta margatavaid kahjustustega seotud simptomeid. Nérgenenud raja sulamiseks voib kuluda mitu nédalat vai kuud ning selle aja
jooksul voib malu terviklikkus vaheneda, esineda katkelisi malutorkeid jms.

Katkelise torkega (ehk latentne tdrge voi ,haavatud olek”) seotud kahjustuste tuvastamine ja térkeotsing on keerulisem.

ESD-paneeli eemaldamiseks tehke jargmist.

Kasutage korralikult maandatud kaabliga ESD-randmerihma. Juhtmeta antistaatiliste rihmade kasutamine ei ole enam lubatud, sest
need ei paku piisavat kaitset. Korpuse puudutamine enne osade kasitsemist ei kaitse suurema ESD-tundlikkkusega komponente
piisavalt.

Kasitsege koiki staatilise elektri suhtes tundlikke komponente antistaatilises piirkonnas. V8imaluse korral kasutage antistaatilisi pdranda-
ja todlauamatte.

Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel &rge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui
olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist maandage kindlasti oma kehast staatiline elekter.

Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse voi pakendisse.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt

Mittejélgitav vélikomplekt on kdige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt. Igasse vélikomplekti kuuluvad kolm p&hikomponenti:
antistaatiline matt, randmerihm ja Uhenduskaabel.

ESD valikomplekti osad

ESD vélikomplekt koosneb jéargmistest osadest.

Antistaatiline matt: antistaatiline matt hajutab elektrit ja hooldust6tde ajal saab sellele asetada detaile. Kui kasutate antistaatilist
matti, peab randmerihm olema tihedalt Umber k&e ning Uhenduskaabel peab olema Uhendatud matiga ja sUsteemi mis tahes
metallosaga, millega parajasti todtate. Oigesti paigaldatud hooldusosi saab ESD-kotist vélja vétta ja otse matile asetada. ESD-tundlikud
esemed on ohutus kohas teie kdes, ESD-matil, sUsteemis voi kotis.

Randmerihm ja iihenduskaabel: randmerihm ja Ghenduskaabel véivad olla otse Uhendatud teie randmega ja riistvara kdiljes oleva
metallosaga, kui ESD-matti ei ole vaja, voi antistaatilise matiga, et kaitsta ajutiselt matile asetatud riistvara. Randmerihma ja
Uhenduskaabli fUusilist sidet teie naha, ESD-mati ja riistvara vahel nimetatakse risttihenduseks. Kasutage ainult randmerihma, mati

ja Uhenduskaabliga kohapealse hoolduse komplekte. Arge kunagi kasutage juhtmeta randmerihmu. Pidage meeles, et randmerihma
sisemised juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul ja ESD riistvara kahjustuste véltimiseks tuleb neid randmerinma testriga regulaarselt
kontrollida. Randmerihma ja Uhenduskaablit soovitatakse kontrollida vahemalt kord nadalas.

ESD-randmerihma tester: ESD-rihmas olevad juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul. Mittejélgitava komplekti kasutamisel loetakse
heaks tavaks kontrollida rihma enne iga valjakutset ja vahemalt kord n&dalas. Randmerihma tester on kontrollimiseks parim viis. Kui

teil ei ole randmerihma testrit, kiisige seda oma piirkondlikust kontorist. Kontrollimiseks sisestage randmele kinnitatud randmerihma
Uhenduskaabel testrisse ja vajutage nuppu. Testi dnnestumisel suttib roheline LED, testi nurjumisel stttib punane LED ja kostab alarm.
Isoleerivad elemendid: ESD suhtes tundlikud seadmed, néiteks radiaatorite plastimbrised, tuleb tingimata hoida eemal sisemistest
komponentidest, mis on isolaatorid ja sageli tugeva laenguga.

Tookeskkond: enne ESD valikomplekti kasutamist hinnake olukorda kliendi asukohas. Néaiteks serverikeskkondade puhul kasutatakse
komplekt teisiti kui kaasaskantava véi lauaarvutikeskkonna korral. Serverid on tavaliselt paigaldatud andmekeskuses olevale riiulile,
samas kui kaasaskantavad ja lauaarvutid asuvad Uldjuhul kontorilaudadel vai -boksides. Leidke iga kord tasane t86pind, mis oleks vaba
ja ESD-komplekti ja parandatava stisteemi jaoks piisavalt suur. Tédpinnal ei tohi olla isolaatoreid, mis voivad pdhjustada elektrostaatilise
lahenduse. Tédpinnal olevad isolaatorid, nditeks vahtplast ja muud plastid, peavad olema tundlikest osadest védhemalt 30 cm (12 tolli)
kaugusel, enne kui hakkate riistvarakomponente kasitsema.

ESD-pakend: kdik ESD-tundlikud seadmed peavad tarnimisel ja vastuvdtmisel olema antistaatilises pakendis. Soovitatav on kasutada
antistaatilisi metallkotte. Tagastage kahjustatud komponendid siiski alati samas ESD-kotis ja -pakendis, millega uus osa tarniti. ESD-kott
tuleks kinni voltida ja kleeplindiga kinnitada, samuti tuleb kasutada kogu vahtplastist pakkematerjali, mida kasutati uue komponendi
algses karbis. ESD-tundlikud seadmed tohib pakendist vélja votta ainult ESD-kaitsega tddpinnal ja osi ei tohi asetada ESD-koti peale,
kuna kott on varjestatud vaid seestpoolt. Hoidke osi alati oma kaes, ESD-matil, sUsteemis voi antistaatilises kotis.

Tundlike komponentide transportimine: ESD-tundlike komponentide, néiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade
transportimisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada antistaatilistesse kottidesse.
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ESD-kaitse kokkuvdte

Koikidel hooldustehnikutel on soovitatav Delli toodete hooldamisel alati kasutada tavaparast ESD-maandusrihma ja antistaatilist kaitsematti.
Peale selle tuleb tehnikutel hooldamise ajal kindlasti hoida tundlikud osad eemal k8igist isoleerivatest osadest ning kasutada tundlike
komponentide transportimiseks antistaatilisi kotte.

Tundlike komponentide transportimine

ESD-tundlike osade, naiteks varuosade voi Dellile tagastatavate osade vedamisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada
antistaatilistesse kottidesse.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mis tahes asendusprotseduuri Idpetamist veenduge, et Uhendaksite arvutiga kdik véalisseadmed, kaardid ja kaablid, enne kui arvuti
sisse lUlitate.

Arvuti kahjustamise viltimiseks kasutage vaid akut, mis on mdeldud just sellele Delli arvutile. Arge
kasutage akusid, mis on mdeldud teistele Delli arvutitele.

1. Uhendage koik valisseadmed (nt dokkimisalus v&i meediabaas) ja pange tagasi kdik kaardid (nt ExpressCard).
2. Uhendage arvutiga kéik telefoni- ja vérgukaablid.

Vorgukaabli ihendamiseks iihendage kaabel esmalt vorguseadmega ja seejéarel arvutiga.

3. Unhendage arvuti ja kaik selle kiilies olevad seadmed toitepistikusse.
4. Lulitage arvuti sisse.

10 Arvutiga to6tamine



Selles peatUkis tdpsustatakse sUsteemi tehnoloogiat ja saadaolevaid komponente.
Teemad:

Arvuti kasutamine
AC-DC-adapterid

Aku

Protsessorid

Malufunktsioonid
Graafikavalikud

Corning Gorilla Glass

Pliiatsi kasutamine

Optiline kettaseade
Méalukaardilugerid

UEFI BIOS

SuUsteemihaldus — ruumidest pilveni
Usaldusvéaarse platvormi moodul
Sérmejalieluger

USB omadused

USB PowerShare

C-thupi USB

Ethernet

HDMI 2.0

Arvuti kasutamine

Avage LCD-kaas.

Tehnoloogia ja komponendid
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1. Vajutage alumisel korpusel asuvale LCD-8assiile paigaldatud LCD-sulgurile.
2. Tostke LCD-kaas vaatamiseks mugava nurga alla.

MARKUS: Siilearvutid on konstrueeritud nii, et LCD-kaane likumine on maksimaalselt 180°, kuid tagumiste |/O-portide kasutamise
ajal vdi dokkimisel ei tohiks kaant avada rohkem kui 140°.

Stealth-reziim

Latitude'i rugged-seeria tooted sisaldavad Stealth-reziimi. Stealth-reziim véimaldab Uhe klahvikombinatsiooniga vélja Itlitada ekraani, koik
LED-tuled, sisekdlarid, ventilaatori ja kdik traadita raadiod.

®

MARKUS: Selle reZiimi eesmark on véimaldada arvuti kasutamist varjatud tegevustes. Kui Stealth-reZiim on lubatud, saab arvutit
kasutada, kuid see ei kiirga valgust ega heli.

Stealth-reziimi sisse-/valjalilitamine

1. Stealth-reziimi lubamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Fn + F7 (Fn-klahvi pole vaja, kui Fn-lukk on lubatud), et lUlitada Stealth-reziim
sisse.

®

MARKUS: Stealth-reziim on klahvi F7 sekundaarne funktsioon. Klahvi saab kasutada arvuti muude funktsioonide taitmiseks, kui
seda ei kasutata Stealth-reziimi lubamisel koos Fn-klahviga.

2. Koik tuled ja helid on vélja lulitatud.
3. Stealth-reziimi keelamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Fn + F7.
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Stealth-reziimi keelamine siisteemi seadistuses (BIOS)

Lulitage arvuti vélja.

Menuli System Setup (Ststeemi seadistus) avamiseks lUlitage arvuti sisse ja puudutage korduvalt Delli logo kuvamise ajal klahvi F2.
Laiendage ja avage menul System Configuration (Ststeemi seadistamine).

Valige Stealth Mode Control (Stealth-reziimi juhtimine).

Ao =

®| MARKUS: Stealth-reZiim on tavaliselt lubatud.

B. Stealth-reziimi keelamiseks eemaldage marge valikult Enable Stealth Mode (Luba Stealth-rezim).
6. Kidpsake nuppudel Apply changes (Rakenda muudatused) ja Exit (Valju).

Taustvalgustusega klaviatuuri kasutamine

Latitude'i rugged-seeriad tooted sisaldavad tagavalgustusega muudetavat klaviatuuri. Lubatud on jargmised vérvid.
1. Valge

2. Punane

3. Roheline

4. Sinine

Susteemi saab veel lisada kaks téiendavat varvi suvandis System Setup (SUsteemi seadistus, BIOS).
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Klaviatuuri taustvalgustuse sisse- ja valjaliilitamine v6i heleduse muutmine

Taustvalgustuse sisse- ja véljalUlitamine voi selle heleduse muutmiseks tehke jargmist.

1. Klaviatuuri taustvalgustuse lUliti kéivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Fn + F10 (Fn-klahvi pole vaja, kui funktsiooniklahv Fn on
lubatud).

2. Eelmise klahvikombinatsiooni esmakordne kasutamine Idlitab taustvalgustuse madalaimale tasemele.

Klahvikombinatsioonide korduv vajutamine muudab heledust jargmiselt: 25%, 50%, 75% ja 100%.

4. Kidpsake klahvikombinatsiooni mitu korda, et muuta heledust véi lulitada klaviatuuri taustvalgustus valja.

o
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Klaviatuuri taustvalgustuse varvi muutmine

Klaviatuuri taustvalgustuse varvi muutmiseks tehke jargmist.

1. Saadaolevate taustvalgustuse véarvide vaatamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Fn + C.
2. Valge, punane, roheline ja sinine on tavaliselt lubatud. Stisteemi seadistusse (BIOS) saab lisada kuni kaks muudetud varvi.

m ]
"__u 4 *

[ ] \
@@BB@DD -
Shift Te: 2 Shift
TG a1 ] |

Ciri [ Alt Cirl +
5]

Taustvalgustusega klaviatuuri muutmine sisteemi seadistuses (BIOS)

1. Lulitage arvuti vélja.

2. Menuu System Setup (Susteemi seadistus) avamiseks lUlitage arvuti sisse ja Delli logo kuvamisel vajutage korduvalt klahvi F2.

3. Valige menuU System Configuration (Susteemi seadistamine) alt RGB Keyboard Backlight (RGB klaviatuuri tagavalgustus).
Saate lubada/keelata tavavérve (valge, punane, roheline ja sinine).

4. Muudetud RGB-vaartuse maaramiseks kasutage ekraani paremas servas asuvaid sisendkaste.

B. Susteemi seadistuse sulgemiseks kidpsake nuppudel Apply changes (Rakenda muudatused) ja Exit (Valju).

Funktsiooniklahvi Fn luku voimalused

@ MARKUS: Klaviatuuril on v&imalik lukustada funktsiooniklahv Fn. Kui see on lubatud, muutuvad klahvide tlemise rea sekundaarsed
funktsioonid tavalisteks ega vaja Fn-klahvi kasutamist.
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Joonis 1. Fn-klahvi viitetekstid

1. Fn-lukustusklahv
2. Mojutatud Fn-klahvid

3. Fn-klahv
@ MARKUS: Fn-lukk majutab ainult Glemisi klahve (F1 kuni F12). Sekundaarsed funktsioonid ei vaja Fn-klahvi vajutamist, kui see on
lubatud.

Funktsiooni (Fn) lukustuse lubamine

1. Vajutage klahve Fn ja Esc.

@l MARKUS: Muud sekundaarse funktsiooni klahvid Glemisel real jadvad samaks ja vajavad Fn-klahvi kasutamist.

2. Funktsiooniluku valjaltlitamiseks vajutage uuesti klahve Fn ja Esc.
Funktsiooniklahvid naasevad tavaseadetele.

Traadita (Wi-Fi) funktsiooni lubamine ja keelamine

1. Juhtmevaba v8rgu lubamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Fn + PrtScr.
2. Juhtmevaba vorgu keelamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Fn + PrtScr.
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Kiirklahvi maaratlus

Fn-toiming: esmane toiming on meediaklahviga, teised toimingud klahvidega F1-F12.
e Fn-lukk kasutab ainult esmast ja teist toimingut (F1-F12).

e 7 on Stealth — sobib téiuslikult tugevatele ja pooltugevatele platvormidele. See lulitab valja LCD, k&ik traadita Uhendused, k&ik
hoiatused, margutuled, heli, ventilaatori jne.
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Tabel 1. Klaviatuuri otseteed

Kiirklahvid

Funktsioon

Kirjeldus

Fnija ESC

Fn-lukk

Voimaldab kasutajal kasutada
lukustatud ja lukustamata Fn-
klahve.

Fnja F1

Heli vaigistamine

Vaigistab/taastab ajutiselt heli.
Vaigistamiseelne helitugevus naaseb
parast selle taastamist.

FnjaF2

Heli vaiksemaks muutmine/vahendamine

Vahendab helitugevust, kuni on
saavutatud vaikseim tase voi heli
[dlitub vélja.

Fnija F3

Heli juurde lisamine/suurendamine

Suurendab helitugevust, kuni on
saavutatud suurim tase voi heli ldlitub
vélja.

FnjaF4

Mikrofoni vaigistamine

Vaigistab integreeritud mikrofoni,

et see ei saaks heli salvestada.

Funktsiooniklahvil F4 on LED, mis

teavitab kasutajat selle funktsiooni

olekust:

e | ED véljas = mikrofon saab heli
salvestada

e LED sees = vaigistatud mikrofon,
heli ei saa salvestada

Fnija Fb

Num-lukk

Voimaldab kasutajal kasutada
lukustatud ja lukustamata
NumLock-klahvi.

Fnja F6

Kerimise lukk

Kasutatakse kerimise
lukustusklahvina.

Fnija F7

Stealth-reziim

V&imaldab kasutajal lubada ja keelata
Stealth-reziimi.

Fnja F8

LCD ja projektori ekraan

Maarab LCD ja valisseadmete
videovaljundi, kui need on thendatud,
ja néitab praegust.

Fnija F9

Otsing

Windows Searchi dialoogiboksi
avamiseks jaliendab klahvivajutust
Windowsi klahv + F.

Fnja F10

Klaviatuuri valgustus/taustavalgus

Maarab klaviatuuri valgustuse/
taustavalguse heleduse. Kiirklahvid
labivad vajutamisel jargmised
heleduse olekud: keelatud, hdmar,
hele. Uksikasjalikuma teabe saamiseks
vaadake jaotist Klaviatuuri valgustus/
taustavalgus.

Fnja F11

Heleduse vahendamine

Vahendab LCD-ekraani heleduse
taset iga vajutusega, kuni

on saavutatud vaikseim tase.
Uksikasjalikuma teabe saamiseks
vaadake jaotist LCD heledus.

Fnja F12

Heleduse suurendamine

Suurendab LCD-ekraani heleduse
taset iga vajutusega, kuni
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Tabel 1. Klaviatuuri otseteed (jatkub)

Kiirklahvid Funktsioon Kirjeldus

on saavutatud suurim tase.
Uksikasjalikuma teabe saamiseks
vaadake jaotist LCD heledus.

Fn ja PrintScreen Raadio sisse/vélja LUlitab koik traadita raadiod sisse
ja valja. Naiteks WLAN, WWAN ja
Bluetooth.

Fn ja Insert Unereziim Viib stisteemi olekusse ACPI S3 ega

arata sUsteemi.

Traditsioonilised programmeerimisfunktsioonid, nagu Scroll Lock, méératakse alfa-klahvidele, millele pole trukitud legende.

Fnja S = Scroll Lock
Fn ja B = Pause

Fn ja Ctrl ja B = Break
Fn ja R = Sys-Req

®| MARKUS: Taustvalgustuseta klaviatuuridel pole klahvil F10 funktsioone ja funktsiooniklahvi ikoon eemaldatakse.

AC-DC-adapterid

&

Selle platvormi jaoks on saadaval kahte tlpi vahelduvvooluadapterid:

90 W 3-viiguline

130W 3-viiguline

Kui v&tate vahelduvvooluadapteri kaabli arvuti kiljest ara, votke kinni pistikust, mitte kaablist endast, ja tdrmmake siis kindlalt, kuid
ettevaatlikult, et valtida kaabli kahjustamist.

Vahelduvvooluadapter toimib kogu maailma pistikupesadega. Toiteliitmikud ja pikendusjuhtmed on riigiti siiski erinevad. Mittethilduva
juhtme kasutamine v&i juhtme valesti pikendusjuhtmesse v&i seinakontakti Uhendamine vaib pdhjustada tulekahju v&i seadet
kahjustada.

Kuidas kontrollida vahelduvvooluadapteri olekut BIOS-is?

Ao e

16

Taaskaivitage arvuti / lllitage arvuti sisse.
Ekraani avateksti voi Delli logo ilmumisel puudutage klahvi <F2>, kuni ekraanile ilmub teade Entering Setup (Seadistusse sisenemine).
Jaotise General (Uldine) > Battery Information (Aku teave) all on vélja toodud AC-adapter.

Status (Olek) néitab Uhendatud vahelduvvooluadapteri véimsust. Siin kuvatakse k&ik tuvastatud vahelduvvooluadapteri voi
alalisvoolusisendi vead.
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130 W

adapter wy
7.Amm barrel
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LED ja kaabel
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Tabel 2. Adapteri funktsioonid

Paigutus

1 Kere kuju vdimaldab kaableid kokku panna siledasse kohta.

2 Kaabli lukustus kaabli kaitsmiseks.

3 90° tdmbetdkis suunab kaabli adapteri klje kaudu vélja.

4 Adapteri LED pannakse pistikupea vastaskilgedele kahte kohta. LED-valgustus on valge.

Aku

Dell Latitude Rugged kasutab jargmisi 3-rakulisi akusid:
e 3-rakuline 51 Whr (ExpressCharge)
e 3-rakuline 51 Whr (Long-Life Cycle, sisaldab kolmeaastast piiratud garantiid)

Aku asub sisteemi all ja on kiirvahetatav. See disain erineb eelmistest Delli sllearvutitest selle poolest, et aku eemaldamisel tuleb stisteem
vélja lUlitada, ilma et oleks vaja eemaldada alumist katet.

®| MARKUS: Aku liigitatakse sellel platvormil CRU-ks (kliendi asendatavaks seadmeks).

®| MARKUS: Aku laadimiseks kulub tavaliselt umbes 2 tundi.

Aku tehnilised naitajad

Mis on ExpressCharge?

Funktsiooniga ExpressCharge reklaamitava slisteemi aku on tavaliselt Uks tund pérast véljalUlitatud sUsteemiga laadimist ligikaudu 80%
laetud ja téielikult laetud ligikaudu kahe tunni jooksul.

Funktsiooni ExpressCharge lubamine eeldab, et slisteem ja aku on vdimelised kasutama ExpressCharge'i. Kui mdni Ulaltoodud nduetest pole
taidetud, siis on ExpressCharge keelatud.

Mis on BATTMAN?

BATTMAN on arvutiga juhitav akuhaldus, mis on méeldud tavalistele taaslaetavatele akudele. Sellel on jargmised vdimalused.

Jélgib tlhjenemist ise

Mdddab sisetakistust

Uute akude kasutusele votmise soodustamiseks laeb korduvalt ise tUhjaks/tais

Sailitab kdikide imporditavate toimingute logi

Uhendub rééppordi kaudu mis tahes operatsioonististeemi Microsoft Windows kasutava arvutiga
Lopliku lahtekoodiga tarkvara on allalaadimiseks saadaval

Protsessorid

See sllearvuti tarnitakse jargmiste Inteli 6. pdlvkonna i5 SkylLake'i v&i 7. ja 8. pdlvkonna KabylLake'i protsessoritega.
e Intel Core i3, 7130U Kabylake'i protsessor
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e Intel Core i5, 8350U Kabylake'i voi 6300U Skylake'i protsessorid

e Intel Core i7, 8650U KabylLake'i protsessori seeria

@l MARKUS: Kella kiirus ja joudius erineb, olenevalt téskoormusest ja muudest muutujatest.

Skylake’i protsessor

Intel Skylake on Intel Broadwelli protsessori jareltulija. See on mikroarhitektuuri uuendus, mis kasutab juba olemasolevat

protsessitehnoloogiat ja selle nimeks saab Intel 6th Gen Core. Nagu Broadwell, nii on ka Skylake saadaval neljas variandis jérellidetega

SKL-Y, SKL-H ja SKL-U.

Skylake sisaldab ka Core i7, ib, i3, Pentiumi ja Celeroni protsessoreid.

Skylake'i vs. Broadwelli areng

Jargmisel joonisel vorreldakse Skylake'i ja Broadwelli protsessoreid.

— o e e W e W S e S

Joonis 2. Skylake’i vs. Broadwelli areng

Protsessori jdudluse funktsioonid

Jargmises tabelis on esitatud koigi Skylake'i jarellidete joudlust.

Tabel 3. Joudluse funktsioonid

Skylake

Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +

PCH-LP PCH-LP
(1-chip) | (1-Chip)

100 Series PCH

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP
Jacksonville GbE LAN

[ PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

Funktsioon

Funktsiooni kirjeldus

SKL-Y

SKL-U

SKL-H

Uldfunktsioonid

Tuumad

Kahetuumaline

Kahetuumaline

Kahetuumaline

Protsessori/malu/
graafika vimasele piirile
viimine

Ei

Ei

Jah

Intel Extreme Tuning
Utility

Ei

Jah

Intel Hyper-Threading
Technology

Jah

Jah

Jah

Intel Smart Cache
Technology, mis jagab
viimase taseme vahemalu
(LLC) protsessori ja
GFx’i tuumade vahel

Jah

Jah

Jah

Intel Smart Sound
Technology

Jah

Jah

Jah
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Tabel 3. Joudluse funktsioonid (jatkub)

Funktsioon Funktsiooni kirjeldus SKL-Y SKL-U SKL-H
Intel Turbo Boost Jah Jah Jah
Technology 2.0
Viimase taseme Kuni 4M Kuni 4M Kuni 4M
vahemalu (LLC)
Pinge optimeerija Jah TBD TBD
Ekraan Toetab kolme eraldi Jah Jah Jah
kuvarit
HDMI 2.0 ekraan 60 Hz | 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
juures
DP/eDP ekraan 60 Hz 3840 x 2160 4096 x 2304 4096 x 2304
juures
eDP 1.3, toetus MPO-le, | Jah Jah Jah
NV12
Meedia Inteli integreeritud Jah Jah Jah
visuaalid
Arvuti OpenCL 2.0 Jah Ei jah
Platvormi 14 nm protsess Jah Jah Jah
riistvara
16PCle graafilised rajad Ei Ei Jah
(seadistatavad 1 x 16 vOi
2x8Vv0ilTx8+2x4)
PCle Gen3.0 tugi Ei Ei Jah
Lllitatav graafika Ei Jah Jah
(muxless-lahendus)
Malu Mélu ttdp DDRA4 DDRA DDRA4
Liitmik/malu alla Mélu alla SODIMM SODIMM
Kiirus 2133MT/s DDR4-le 2133MT/s DDR4-le 2133MT/s DDR4-le
Suurim vdimsus 32 GB 32 GB 32 GB
0OS-i tugi Windows 11 (64-bitine) Jah Jah Jah
Windows 10 (64-bitine) | Jah Jah Jah
Windows 7 (64- Jah Jah Jah
bitine/32-bitine)
Windows 8,1 (64-bitine) | Jah Jah Jah
Linux (kernel ja sellega Jah Jah Jah
seotud moodulid)
Chrome Jah Jah Ei
Android Ei Ei Ei
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Uldverdius Broadwelli protsessoriga

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features

Improved CPU & Graphics p fup ) € power
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video; 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Touch and Sensing Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0
Intel® vPro= Technology wj AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 3.0,
Intel * wPro™ w/ Windows* 8.1 InstantGo* , Intel® Pro WiDi 5.1

Joonis 3. Vordlus Broadwelli protsessoriga

P PU & Graphics p {upto 50%) with sig:
reduction (upto 60% lower SOC power) and longer battery life’

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

Touch® ing.. Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC

McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Kaby Lake - 7. ja 8. pélvkonna Intel Core’i protsessorid

7. ja 8. pdlvkonna Intel Core'i protsessori (Kaby Lake) tootepere on Sky Lake R-i jarglane. Selle peamiste funktsioonide hulka kuuluvad

jargmised.

e Inteli 14 nm tehnoloogia Manufacturing Process
e Inteli tehnoloogia Turbo Boost

e Inteli tehnoloogia Hyper Threading

e Inteliintegreeritud visuaalid

o Inteli HD-graafika — erakordsed videod, videotes vahimate Uksikasjade redigeerimine
o Intel Quick Sync Video — suurepérane videokonverentsi vdimalus, kiire video redigeerimine ja loomine
o Intel Clear Video HD - visuaalne kvaliteet ja tdetruude varvide téiustused HD-taasesituseks ja veebisirvimisse stlvimiseks

Integreeritud malukontroller
Intel Smart Cache

Tehnoloogia Intel Rapid Storage

Tabel 4. Kaby Lake’i tehnilised naitajad

Valikuline Intel vPro tehnoloogia (i5/i7 puhul) tehnoloogiaga Active Management Technology 11.6

Protsessori Kella baaskiirus | Vahemilu Tuumade arv/ | Toide Malu taip Graafika
number keermete arv

Intel Dual Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDR4-2400 Intel HD graphics
i3-7130U 620

Intel Quad Core [1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDR4-2400 Intel UHD
i5-8350U graphics 620
Intel Quad-Core [1,9 GHz 8 MB 4/8 1B W DDR4-2400 Intel UHD
i7-8650U graphics 620

Malufunktsioonid

See stilearvuti toetab 4-32 GB DDR4 SDRAM-malu, kuni 2400 MHz Kabylake'i protsessoritel ja 2133 MHz SkylLake'i protsessoritel.

DDR4

DDRA (Double Data Rate fourth generation) mélu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate kiirem jarglane ning véimaldab mahtu kuni 512 GB
vorreldes DDR3 maksimumiga 128 GB DIMM-i kohta. DDR4 stinkroonne diinaamiline muutmalu on kodeeritud nii SDRAM-ist kui ka DDR-ist
erinevalt, et kasutaja ei saaks slisteemi vale tllpi malu paigaldada.
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DDRA vajab tddtamiseks elektrienergiat 20 protsenti véhem (ainult 1,2 volti) kui DDR3, mis vajab 1,5 volti. DDR4 toetab ka uut, stigavat
véljalUlitamisreziimi, mis v8imaldab hostseadmel minna ootereziimi malu varskendamise vajaduseta. Eeldatakse, et stigav valjalulitamisreziim
vahendab ootereziimis energiatarvet 40-50 protsenti.

DDR4 andmed

Malumoodulite DDR3 ja DDR4 vahel on vaikesed erinevused, mis on loetletud allpool.
V8tmesélgu erinevus

Votmesalk on moodulil DDRA teises kohas vorreldes votmesalguga moodulil DDR3. Malemad sélgud on sisestusservas, kuid sélgu asukoht
on DDRA4-I veidi erinev, et moodulit ei saaks paigaldada Uhildumatule plaadile voi platvormile.

Joonis 4. Sédlgu erinevus

Paksem

DDRA4-moodulid on DDR3-st veidi paksemad, et sinna mahuks rohkem signaalikinte.

Joonis 5. Paksuse erinevus

Kumer serv

DDRA4-moodulitel on kumer serv, mis aitab neid sisestada ja leevendab trikkplaadile rakenduvat koormust malu paigaldamise ajal.

Joonis 6. Kumer serv

Maluvead
Maluvead sisteemis kuvavad uut 2 — kollane, 3 — valge veakoodi. Kogu mélu rikke korral ei ldlitu LCD sisse. Tehke véimaliku méalurikke

korral veaotsing, proovides kasutada sUsteemi v&i klaviatuuri all (nt mdnes kaasaskantavas sUsteemis) olevates maluliidestes teadaolevalt
toimivaid malumooduleid.
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Graafikavalikud

Graafika tehnilised naitajad

Tabel 5. Graafika tehnilised naitajad

Juhtseade Tiitip Protsessori Graafika Maht Vilise kuva tugi Maksimaalne
soltuvus malutiiip eraldusvéime
Intel HD 620 UMA Intel Core i3 — Integreeritud Jagatud HDMI 2.0 4096 x 2304 60 Hz
graafika 7130U sUisteemimalu juures
Intel UHD 620 UMA Intel Core i5 — Integreeritud Jagatud HDMI 2.0 4096 x 2304 60 Hz
graafika 8350U sUisteemimalu juures
Intel HD 520 UMA Intel Core i5 — | |ntegreeritud Jagatud HDMI 2.0 4096 x 2304 60 Hz
graafika 6300U sisteemimalu juures
AMD Radeon Diskreetne Intel Core i5 — Diskreetne Spetsiaalne, 2 HDMI 2.0 4096 x 2304 60 Hz
540 8350U GB DDR5 juures
Taiendavad
Intel Core i7 — videopordid
8650U tagumise
konfigureeritava
S/V-asukoha kaudu
o VGA
e Kuvaport
AMD Radeon Diskreetne Intel Core i5 — Diskreetne Spetsiaalne, 4 HDMI 2.0 4096 x 2304 60 Hz
RX540 8350U GB DDR5 juures
Taiendavad
Intel Core i7 — videopordid
8650U tagumise
konfigureeritava
S/V-asukoha kaudu
o VGA
e Kuvaport

®| MARKUS: Taiendavad videopordid tagumise konfigureeritava S/V-asukoha kaudu on saadaval ainult diskreetse graafikalahendusega.

Integreeritud Intel HD Graphics

Intel HD Graphics 620

Seda sUsteemi saab seadistada jargmiste UMA graafiliste valikute abil v&i kombineerida mis tahes AMD diskreetsete graafikavalikutega.

Tabel 6. Intel HD Graphics 620 tehnilised andmed

Integreeritud graafikakontroller

Intel HD Graphics 620

Siini tiup

Sisemine PCle

Malu lides

Puudub (Uhendatud maluarhitektuur)

Graafika tase

GT2

Hinnanguline maksimaalne energiatarve (TDP)

15 W (sisaldub protsessori vdimsuses)

Kuva tugi

Sutsteemil:

HDMI 2.0

Tehnoloogia ja komponendid 25



Tabel 6. Intel HD Graphics 620 tehnilised andmed (jatkub)

Integreeritud graafikakontroller

Intel HD Graphics 620

C-tutipi USB

Maksimaalne vertikaalne varskendussagedus

Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvoimest

Operatsioonististeemide graafika, video API tugi

DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4, OpenGL ES-i tugi

Toetatud eraldusv8imed ja maksimaalsed varskendussagedused
(Hz) (markus: analoog ja/véi digitaalne)

Susteemi pordid: suurim digitaalne: (HDMI) 2560 x 1600, 4096 x
2304 24 Hz juures

Dokitud:

e Suurim digitaalne: (DisplayPort 1.2) 3840 x 2160 60 Hz juures
e  Suurim digitaalne: (SL-DVI) 1920 x 1080 60 Hz juures
e Analoog: (VGA) ststeem (14/15 tolli) 2048 x 1152 60 Hz juures

Kolme ekraani jaoks: kuni suurima eraldusvdimeni kdigi eespool
toodute puhul

Toetatud ekraanide arv

e Sisteemi pordid: kuni kolm kuvarit LCD-ga, lisaks kaks kuvarit
iga véljundi jaoks (HDMI, USB C-tudp)
e Dokitud: kolm kuvarit (LCD, VGA, DP, HDMI kombinatsioon)

Intel UHD Graphics 620

Tabel 7. Intel UHD Graphics 620 (8. pdlvkonna Intel Core) tehnilised andmed

Integreeritud graafikakontroller

Intel UHD Graphics 620 (8. pdlvkonna Intel Core)

Siini tUdp

Sisemine PCle

Malu lides

Puudub (Uhendatud maluarhitektuur)

Graafika tase

GT2

Hinnanguline maksimaalne energiatarve (TDP)

15 W (sisaldub protsessori vdimsuses)

Kuva tugi

Slsteemil:
HDMI 2.0
C-thupi USB

Maksimaalne vertikaalne varskendussagedus

Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvéimest

Operatsioonististeemide graafika, video API tugi

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10/11), OpenGL
4.3

Toetatud eraldusv8imed ja maksimaalsed varskendussagedused
(Hz) (markus: analoog ja/voi digitaalne)

Ststeemi pordid:

e Suurim digitaalne: (SL-DVI) 4096 x 2304 24 Hz juures
e Analoog: (VGA) ststeem (14/15 tolli) v&i dokkimisel 2048 x
1152 60 Hz juures

Dokitud:

e Suurim digitaalne: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 60 Hz juures
e Suurim digitaalne: (SL-DVI) 1920 x 1080 60 Hz juures
e Analoog: (VGA) ststeem (14/15 tolli) 2048 x 1152 60 Hz juures

Kolme kuvari puhul:

e (algne voi dokitud) kuni 1920 x 1200 eraldusvéime kdigi puhul

Toetatud ekraanide arv

e SUsteemi pordid — kuni kolm kuvarit LCD-ga, lisaks Uks kuvar
iga valjundi jaoks [HDMI, VGA (14/15 tolli)]

e Dokitud — kolm kuvarit (LCD, VGA, DP, HDMI kombinatsioon)

26 Tehnoloogia ja komponendid




Intel HD Graphics 520

Tabel 8. Intel HD Graphics 520 graafika tehnilised andmed

Integreeritud graafikakontroller Intel UHD Graphics 620 (8. pélvkonna Intel Core)
Siini tUdp Sisemine PCle
Malu liides Puudub (Uhendatud maluarhitektuur)
Graafika tase GT2
Hinnanguline maksimaalne energiatarve (TDP) 15 W (sisaldub protsessori vdimsuses)
Kuva tugi Susteemil:
HDMI 2.0
C-tuupi USB
Maksimaalne vertikaalne varskendussagedus Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvéimest
Operatsioonististeemide graafika / video API tugi DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10/11), OpenGL
4.3
Toetatud eraldusvdimed ja maksimaalsed varskendussagedused Suisteemi pordid:

(Hz) (markus: analoog ja/voi digitaalne)
e Suurim digitaalne: (SL-DVI) 4096 x 2304 24 Hz juures

e Analoog: (VGA) ststeem (14/15 tolli) v&i dokkimisel 2048 x
1152 60 Hz juures

Dokitud:

e Suurim digitaalne: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 60 Hz juures
e Suurim digitaalne: (SL-DVI) 1920 x 1080 60 Hz juures
e Analoog: (VGA) sUsteem (14/15 tolli) 2048 x 1152 60 Hz juures

Kolme kuvari puhul:

e (algne voi dokitud) kuni 1920 x 1200 eraldusvéime kdigi puhul

Toetatud ekraanide arv e Sisteemi pordid — kuni kolm kuvarit LCD-ga, lisaks Uks kuvar
iga véljundi jaoks [HDMI, VGA (14/15 tolli)]
e Dokitud — kolm kuvarit (LCD, VGA, DP, HDMI kombinatsioon)

Intel HD Graphics 520

Intel HD Graphics 520 (GT2) on integreeritud graafikaseade, mida v&ib leida erinevatest Skylake'i pdlvkonna ULV (llimadala pingega)
protsessoritest. See Skylake GPU GT2 versioon pakub 24 taitmistksust (EU), mis saavutavad kuni 1050 MHz (olenevalt CPU mudelist).
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Puudub kindel graafiline mélu véi eDRAM-i vahemalu, mistdttu HD 520 peab juurde pdédsema pdhimalule (2 x 64-bitine DDR3L-1600/
DDR4-2133).

Joudlus

HD Graphics 520 tépne jéudlus oleneb erinevatest teguritest, nagu L3 vahemélu maht, mélu seadistus (DDR3/DDRA4) ja kindla mudeli
suurimast Ulekoormamiskiirusest. Core i7-6600U kiiremad versioonid peaksid toimima samamoodi nagu vastupidav GeForce 820M ja
madalatel seadistustel toime tulema kaasaegsete mangudega (alates 2015. aastast).

Funktsioonid

Parandatud jéudlusega videomootor dekodeerib ntidd H.265/HEVC-i téielikult riistvaras ja veel tdhusamalt kui varem. Kuvarid saab
Uhendada DP 1.2/eDP 1.3 abil (kuni 3840 x 2160 60 Hz juures), samas kui HDMI on piiratud vanema versiooniga 1.4a (kuni 3840 x 2160 30
Hz juures). Kuid HDMI 2.0 saab lisada ekraanipordi muunduri abil. Samal ajal saab juhtida kuni kolme ekraani.

Energiatarve

HD Graphics 520 on saadaval 15 W TDP kaasaskantavates protsessorites ja seetdttu sobivad kompaktsetele sllearvutitele ja
Ultrabookidele.

Pohiandmed

Jargnev tabel kirjeldab Intel HD Graphics 520 pdhiandmeid

Tabel 9. Pohiandmed

Tehnilised naitajad Intel HD Graphics 520
Koodnimi Skylake GT2

Arhitektuur Intel Gen 6 (Skylake)
Torujuhtmed 24 — Uhtsed

Péhikiirus 300 - 1050 (Boost) MHz
Maélu tutp DDR3/DDRA4

Malusiini laius 64/128-bitine

Jagatud malu Jah

Tehnoloogia 14 nm

Funktsioonid QuickSync

DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Suurim toetatud ekraanide arv Kuni 3

DP 1.2/eDP 1.3 max eraldusvéime 3840 x 2160 60 Hz juures
HDMI suurim eraldusvéime 3840 x 2160 30 Hz juures
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Intel HD/UHD Graphics 620

Intel HD/UHD Graphics 620 (GT2) on integreeritud graafiline seade, mida voib leida erinevatest Skylake’i generatsiooni ULV
(ultramadalpinge) protsessoritest. See Skylake GPU GT2 versioon pakub 24 taitmistksust (EU), mis saavutavad kuni 1050 MHz (olenevalt
CPU mudelist). Puudub kindel graafiline malu v&i eDRAM-i vahemalu, mistdttu HD 520 peab juurde pddsema pohimalule (2 x 64-bitine
DDR3L-1600/DDR4-2133).

Joudlus

HD/UHD Graphics 620 tépne joudlus oleneb erinevatest teguritest, nagu L3 vahemalu suurus, malukonfiguratsioon (DDR3L/DDR4) ja
konkreetse mudeli maksimaalne kiirus.

Funktsioonid

Parandatud joudlusega videomootor dekodeerib ntitid H.265/HEVC-i téielikult riistvaras ja veel tdhusamalt kui varem. Kuvarid saab
Uhendada DP 1.2/eDP 1.3 abil (kuni 3840 x 2160 60 Hz juures), samas kui HDMI on piiratud vanema versiooniga 1.4a (kuni 3840 x 2160 30
Hz juures). Kuid HDMI 2.0 saab lisada ekraanipordi muunduri abil. Samal ajal saab juhtida kuni kolme ekraani.

Energiatarve

HD Graphics 620 on saadaval 15 W TDP juures maaratletud mobiilprotsessorites ja sobivad seetdttu kompaktsetele sllearvutitele ja
Ultrabookidele.

Péhiandmed

Jargmine tabel sisaldab Intel HD Graphics 620 peamisi tehnilisi néitajaid.

Tabel 10. Péhiandmed

Tehnilised naitajad Intel HD/UHD Graphics 620
Koodnimi Skylake GT2

Arhitektuur Intel Gen 6 (Skylake)
Torujuhtmed 24 — Uhtsed

Pohikiirus 300 — 1050 (Boost) MHz
Malu taup DDR3/DDRA4

Malusiini laius 64/128-bitine

Jagatud mélu Jah

Tehnoloogia 14 nm

Funktsioonid QuickSync
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Tabel 10. P6hiandmed (jatkub)

Tehnilised naitajad Intel HD/UHD Graphics 620
DirectX DirectX 12 (FL12_1)

Suurim toetatud ekraanide arv Kuni 3

DP 1.2/eDP 1.3 max eraldusvdime 3840 x 2160 60 Hz juures
HDMI suurim eraldusvéime 3840 x 2160 30 Hz juures

AMD Radeon 540 graafika

Tabel 11. Radeon 540 graafika tehnilised andmed

Graafikakontroller

AMD Radeon 540 graafika

Graafika malu

2 GB GDDR5

Bus'i tiup PCle x16 3. generatsioon
Mélu lides 64-bitine
Kella kiirus Kuni 1124 MHz

Hinnanguline suurim energiatarve (TDP)

50 W TGP (GPU ja kaadripuhver)

Kuvari tugi

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Varvi suurim stigavus

Suurim 4 : 4 : 4 varvistgavus: 12 (bitti piksli kohta)

Suurim vertikaalne varskendussagedus

Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvoimest

OperatsioonisUsteemide graafika/video API tugi

DirectX 12, OpenGL 4.5

Toetatavad eraldusvdimed ja suurimad vérskendussagedused (Hz)
(Mérkus: analoog ja/vdi digitaalne)

e ks ekraaniport 1.4 — 5120 x 2880 60 Hz juures
e Kaks ekraaniporti 1.4 — 5120 x 2880 60 Hz juures

Toetatavate kuvarite arv

Kuni viis kuvarit eraldusvéimega 4096 x 2160 60 Hz juures

AMD Radeon RX 540 graafika

Tabel 12. Radeon RX 540 graafika tehnilised andmed

Graafikakontroller

AMD Radeon RX 540 graafika

Graafika malu

4 GB GDDR5

Bus'i tiup PCle x16 3. generatsioon
Malu liides 128-bitine
Kella kiirus Kuni 1219 MHz

Hinnanguline suurim véimsus

50 W TGP (GPU ja kaadripuhver)

Kuvari tugi

eDP/DVI/ekraaniport/HDMI

Varvi suurim sigavus

Suurim 4 : 4 : 4 varvistgavus: 12 (bitti piksli kohta)
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Tabel 12. Radeon RX 540 graafika tehnilised andmed (jatkub)

Graafikakontroller

AMD Radeon RX 540 graafika

Suurim vertikaalne varskendussagedus

Kuni 395 Hz 1920 x 1080 juures
Kuni 118 Hz 3840 x 2160 juures

Operatsiooniststeemide graafika/video API tugi

DirectX 12, OpenGL 4.5

Toetatavad eraldusvdimed ja suurimad varskendussagedused (Hz)

e Suurim digitaalne: ks ekraaniport 1.4 — 5120 x 2880 60 Hz
juures (mDP/USB C-tudp DP-le)

e Suurim digitaalne: kaks ekraaniporti 1.4 — 5120 x 2880 60 Hz
juures (mDP/USB C-tudp DP-le)

Toetatavate kuvarite arv

Kuni viis kuvarit eraldusvdimega 4096 x 2160 60 Hz juures

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 3: Corningi viimase véljalaske eesmérk on lahendada Corningi uuringus selgunud tarbijate kdige sagedasemat kaebust.
Uus klaas on sama dhuke ja kerge nagu eelmised, kuid on valmistatud nii, et loomuliku kahjustuse kaitse on paranenud méarkimisvaarselt,

muutudes reaalsetes oludes tdhusamaks. Corning Gorilla Glass 3 joudlust on katsetatud olukorras, kus see puutus kokku kdva esemega,

nagu asfaldi ja muu reaalsetes oludes kasutatava pinnakattega.

Eelised

Parast kasutamist séilib téiustatud tugevus.

Vé&ga vastupidav kriimustustele ja kdva esemega kokkupuutel.
Taiustatud téhususe langus.

Suurepérane pinnakatte kvaliteet.

Kasutusviisid

e |deaalne kaitsekate jargmiste seadmete elektroonilistele ndidikutele.

o Nutitelefonid
o Silearvutite ja tahvelarvutite ekraanid
o Kantavad seadmed
e Puutetundlikud seadmed
Optilised komponendid
Ulitugevad klaasid

Mootmed
Paksus: 1,0 mm

Viskoossus

Tabel 13. Viskoossus

Naitajad Vektorid
Pehmenemispunkt (107-6 puaasi) 900 °C
Hadgumispunkt (10%2 puaasi) 628 °C
Uleminekupunkt (107 puaasi) 574 °C
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Omadused

Tabel 14. Omadused

Tihedus 2,39 g/cm
Youngi moodul 69,3 GPa
Poissoni tegur 0,22
Nihkemoodul 28,5 GPa

Vickersi kdvadus (200 g koormus)

e Tugevdamata
e Tugevdatud

534 kgf/mm 2
596 kgf/mm?
649 kgf/mm 2

Purunemissitkus

0,66 MPa m9°

Paisumise tegur (0-300 °C)

75,8 x 1077/ °C

Keemiline tugevdamine

> 950 MPa CS voimsus 40 pm juures

Andmed vodivad muutuda

Optiline

Tabel 15. Optiline

Murdumisnéitaja (590 nm)

Core-klaas* *

1,50

Tihenduskiht

1,51

Fotoelastne konstant

31,9 nm/cm/MPa

** Tuuma néitajat kasutatakse sisemise 18pliku olekumasina pohiste tulemuste puhul, kuna ioonivahetustingimused ei mdjuta seda.

Keemiline vastupidavus

Vastupidavust mdddetakse kaalukaotuse jargi pinnakatte ala kohta pérast sukeldamist allpool ndidatud lahustitesse. Véértused olenevad
suuresti tegelikest katsetingimustest. Andmed on Corning Gorilla Glass 3 kohta.

Tabel 16. Keemiline vastupidavus

Kemikaal Kellaaeg Temperatuur (°C) Kaalulangus (mg/cm2)
HCI - 5% 24 tundi 95 0,6

NH4F:HF - 10% 20 min 20 2,1

HF — 10% 20 min 20 12,3

NaOH - 5% 6 tundi 95 1,9
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Elektriline

Tabel 17. Elektriline

Sagedus (MHz) Dielektriline konstant Kaotuse puutuja
54 7,59 0,022
163 7,48 0,022
272 7,44 0,021
272 7,42 0,022
490 7,38 0,021
599 7,37 0,022
912 7,30 0,023
1499 7,26 0,023
1977 7,23 0,023
2466 7,20 0,024
2986 7,19 0,025

| 6petatud koaksiaalkaabel sarnaneb NIST tehnilistes markustes 1520 ja 1355-R kirjeldatule

Corning Gorilla Glass 3 katsetamine.

e Suurem kahjustuskindlus (kuni 1,8 x) sliva-hd6rdekulumisega.

e Kiirem keemiline vastupidavus kdrge tihendamissurve ja sigavama tihendamisstigavusega
o Madalam kontrollstigavus kdrgemate hodrdetasemetega

e \/dimaldab paksuse vahendamist

Pliiatsi kasutamine

Arvuti kasutab mitu sisendseadet. Olemas on tavalised valised USB-klaviatuur ja hiir, samuti saate valida elektrostaatilise pliiatsi /
puutepliiatsi voi kasutada sisendina sérme.

Pliiatsi kasutamine hiirena

Pliiatsit saate kasutada samamoodi nagu kasutate sulearvutiga hiirt v&i puuteplaati. Pliiatsi hoidmine ekraani Idhedal toob esile véikese
kursori. Pliiatsi ligutamine liigutab kursorit. Jargnev tabel kirjeldab pliiatsi kasutamist.

Tabel 18. Pliiatsi funktsioonid

Tegevus Funktsioon

Koputage ekraanil érnalt pliiatsi otsaga Sama, mis Uks hiirekldps.

Koputage ekraanil drnalt ja kiiresti pliiatsi otsaga kaks korda jérjest. | Sama, mis topeltkl@ps hiirega.

Puudutage pliiatsit ekraanil ja hoidke seda hetke, kuni Windows Sama, mis paremkldps hiirega.
témbab kursori tmber téisringi.

Pliiatsi kasutamine pliiatsina

Kaekirjatuvastuse tarkvara muudab pliiatsiga teksti sisestamise rakendustesse lihtsaks. Moni rakendus, nditeks Windows Journal, véimaldab
kirjutada pliiatsiga otse rakenduse aknasse.
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Tahvelarvuti sisendpaneel

Kui rakendus ei toeta otseselt pliiatsi sisendit, saate teksti sisestamiseks rakendusse kasutada suvandit Tablet PC Input Panel
(Tahvelarvuti sisendpaneel). Kui puudutate muudetavad ala, ilmub tahvelarvuti sisendpaneeli ikoon. Ikooni puudutamisel libiseb sisendpaneel
ekraani servast valja.

-

EeS

Vahekaardi Input Panel (Sisendpaneel) ligutamiseks lohistage seda ekraani servas Ules voi alla.
Selle puudutamisel avaneb sisendpaneel ekraani samas horisontaalses asukohas, kus ilmub vahekaart.

@IEJ Tools -

Puutepliiatsiga klopsamine

Puutepliiatsiga saate teha toiminguid, mis tavaliselt vajavad klaviatuuri, néiteks vajutada <Page Up> voi kasutada suunaklahve. Sellised
pliiatsid on kiired ja toetavad k&iki suundi. Joonistage lUhike joon Uhes suunas. Pliiatsi kidpsu tuvastamisel tdidab tahvelarvuti méaaratud
toimingu.

Crag Up

Gl

4+
Delete J Copy

x ES
€ ©

Back Farward

? E

it

Undo ] Paste
s

Crag Dewn

Puutepliiatsi tavaseadeid saate muuta jargmiselt.

1. Kidpsake Start (Kaivita) > Control Panel (Juhtpaneel) > Pen and Touch (Pliiats ja puude) ja vahekaarti Flicks (Pliiatsiga
puuted).

2. Muutke seadeid ja kidpsake OK.
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,‘" Pen and Touch @
Pen Options | Flicks |Har1dwritir1g | Touch IPanning|

[¥]Use flicks to perform common actions quickly and easily;

@ Mavigational flicks ﬁl’]

= Mavigational flicks and
-~ editing flicks

Customize...

Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks,

Relaxed Precise

Pen: . G

Touch: i rj

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

[ 0] 4 ] [ Cancel ] Apply

Optiline kettaseade

DVDRW

DVDRW on Ulekirjutatavate DVD-de flusiline vorming, mis mahutab kuni 4,7 GB. DVD+RW on loonud draivide ja ketaste valdkonna
konsortsium DVD+RW Alliance. Lisaks toetab DVD+RW kirjutamismeetod , t&pset linkimist®, mis muudab selle sobivaks juhuslikuks
kasutamiseks ja parandab thilduvust DVD-mangijatega.

Uhekihilise plaadi maht on umbes 4,7 x 109 baiti. Tegelikkuses on plaat jagatud 2048-baidiliseks 2295104 sektoriks, millest igatiks on 4 700
372 992 baiti, 4 590 208 kilobaiti (KiB, binaarne kilobait), 4482 625 megabaiti (MiB, binaarne megabait) voi 4 377563476 gibabaiti (GiB,
binaarne gigabait).

DVD=R (ka DVD+/-R, ,DVD pluss/kriips R v&i ,DVD pluss/miinus R*) pole eraldiseisev DVD-vorming, vaid pigem lihike maiste DVD-
draivist, mis toetab mélemat tavalist salvestatavat DVD-vormingut (nt DVD-R ja DVD+R). Samamoodi toetab DVD+RW (kirjutatud ka kui
DVD+R/W,DVD +R/RW, DVD + R/ RW, DVD +/- RW ja muud suvalised viisid) m&lemat levinud Ulekirjutatavat plaadi tUupi

DVD+RW tuleb enne DVD-salvestiga salvestamist vormindada.

e 8x DVD+/-RW draiv

DVDRW draiv

Nende silisteemide jaoks on Dellil uus draiv, mis v8imaldab kasutajatel lugeda ja kirjutada DVD-sid ja CD-sid. Draiv on alust laadiv draiv, mis
sobib meediumipesasse. See kasutab SATA lidest.
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DVDRW/BD-ROM kombineeritud draiv loeb ja kirjutab kdiki tavalisi CD- ja DVD-vorminguid. Siin on mdned draivi andmed:

Tabel 19. DVD RW andmed

DVDRW draivi andmed Kiirus
CD lugemine 24x
CD-R kirjutamine 8x
CD-RW kirjutamine 8x
DVD-ROM lugemine 8x
DVD+R kirjutamine 8x
DVD-R kirjutamine 8x
DVD+R DL kirjutamine 2,4x
DVD-R DL kirjutamine 2,4x
DVD+RW kirjutamine 4x
DVD-RW kirjutamine 4x

Blu-ray

2002. aasta veebruaris teatas suur hulk ettevdtteid jargmise pdlvkonna optilise andmekandja, vormingu Blu-ray Disc™ (BD)
kasutuselevotust. Uus vorming pakub tohutut malumahtu (kuni 50 GB), mis sobib suurepéraselt kdrglahutusega (HD) video salvestamiseks
ja levitamiseks ning suurte andmemahtude salvestamiseks. Vorming jagab samu vormitegureid olemasolevate CD ja DVD optiliste
plaatidega, v8imaldades tagurpidi Ghilduvust.*

Funktsioonid

Allpool on loetletud méned Blu-ray funktsioonid.

e Suur mahutavus
o 25 GB (thekihiline) 7 50 GB (kahekihiline)
MARKUS: Kaik Delli Blu-Ray seadmed toetavad kahekihilisi (50 GB) plaate. Siiski, uued kombineeritud seadmed
(DVDRW/BD-ROM) vaid loevad kahekihilisi plaate, kuid ei kirjuta neile.
o Tulevikupotentsiaal salvestada 200 GB (mitmekihiline)
= Enamiku meediatltpide kirjutamise ja lugemise v8ime* *
= Uhise vormingu eelis
- Tdhjad andmekandjad
- Parimate salvestajate ja taasesitajate maaramine
- Eelpakitud kérglahutusega filmid
- Korglahutusega videokaamerad
- Jargmise pdlvkonna HD-mangud
- Arvuti salvestusruum ja meelelahutus

Riistvaranduded

Blu-ray korralikuks tddtamiseks peavad nii tarkvara kui ka riistvara vastama teatud nduetele. Nende nduete kirjeldused leiate altpoolt. Del™
Blu-ray plaatide slisteemi ei saa osta, kui seade ei vasta neile nduetele.

Tabel 20. Siisteeminduded

Noue Seade / tehniline naitaja
Lauaarvutid Siilearvutid

Protsessor Intel® Core™2 Duo protsessor E6800 (2,93 Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) voi parem
GHz)
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Tabel 20. Siisteeminduded (jatkub)

20-tolline kdrglahutusega lameekraan
(HDFP) — 2007FPW

24-tolline kérglahutusega lameekraan
(HDFP) — 2407FPW

Peab olema digitaalse Uhendusega HDCP* *
tugi

Noue Seade / tehniline naitaja
Lauaarvutid Siilearvutid
vGi Intel Core 2 Duo protsessor E6700 (2,66
GHz)
vBi Kentsfield
Graafikakaart Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) v&i parem | Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) v&i parem
Malu 1 GB DDR2 SDRAM
RMSD-draiv Philips®-i poolkdrge draiv Panasonic® Slim-line'i draiv
Tarkvara Taasesitus: Cyberlink®
Pd&letamine ja loomine: Sonic/Roxio
Video Koodekid: MPEG2, MPEG4-AVC, VC-1
— peavad olema voimelised H.264 HW
kiirendiks
Heli Koodekid: LPCM, Dolby®, Dolby Digital +,
Dolby Lossless, DTS™, DTS-HD™
Kuva

WSXGA+ (1680 x 1050)
WUXGA (1920 x 1200)

Blu-ray jaoks on méned véimalikud profiilid, need on Standard ja BD Live.

Tabel 21. Blue-ray profiilid

Standard BD Live (pole veel saadaval)
Funktsionaalsus Suur varundusseade Standardprofiil + pilt-pildis

Blu-ray video taasesitus Interneti-Uhendus

Blu-ray video loomine Kohalik salvestusruum
Slsteeminduded Draiv

Graafika/CPU kombinatsioon, mis on piisav
BD t66tlemiseks

BD tarkvara
Monitor

Malu

Standardprofiil + riistvaraga kiirendatud
graafika

Sisteemi salvestusruum

Malukaardilugerid

@ MARKUS: Mélukaardiluger on kaasaskantavate siisteemide korral emaplaadile integreeritud. Riistvara rikete véi lugeri talitlushéirete

korral vahetage emaplaat.

Mélukaardiluger laiendab kaasaskantavate stisteemide kasulikkust ja funktsionaalsust, eriti kui seda kasutatakse koos teiste seadmetega,
nagu digitaalkaamerad, kaasaskantavad MP3-mangijad ja pihuseadmed. K&ik need seadmed kasutavad andmete salvestamiseks mélukaardi
vormi. Mélukaardilugerid vdimaldavad andmeid nende seadmete vahel hdlpsalt edastada.
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Praegu on saadaval mitut erinevat tUtpi andmekandjaid v3i mélukaarte. Allpool on loetelu erinevatest kaartidest, mis todtavad
malukaardilugeris.

SD-kaardi luger

Malupulk

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

UEFI BIOS

UEFI on luhend maistest Uhendatud pikendatav pUsivara kasutajalides. UEFI méaératleb personaalarvuti operatsioonisiisteemide ja
platvormi pisivara vahelise lidese uue mudeli. Liides koosneb platvormiga seotud teavet sisaldavatest andmetabelitest, ning sisaldab
operatsioonislisteemile ja selle laadurile kattesaadavaid kaivitus- ja kaitusteenuse kutsungeid. Koos pakuvad need Uldise keskkonna
operatsioonististeemi ja kaivitamiseelsete rakenduste kaivitamiseks. Uks peamisi erinevusi BIOS-i ja UEFI vahel on viis, kuidas rakendusi
kodeeritakse. Assemblerit kasutati, kui BIOS-i jaoks oli vaja kodeerida funktsioone v&i rakendusi, samas kui UEFI programmeerimiseks
kasutatakse kdrgematasemelist keelekoodi.

Do =

Dell UEFI BIOS-i rakendamine asendab kaasaskantavate ja lauaarvuti toodete praegused BIOS-id Uhe UEFI BIOS-iga, mille arendamine
jatkub.

Oluline teave

Tavaline BIOS ja UEFI BIOS on samasugused, vélja arvatud juhul, kui BIOS-i lehel on mérgitud UEFI valik Boot List Option

(Alglaadimisvalikute loend). See vimaldab kasutajal luua UEFI alglaadimisvalikute loendi, iima et see mdjutaks praegust alglaadimise
tahtsuse loendit. UEFI BIOS-i rakendamisega seonduvad muudatused rohkem tootmisvahendite ja funktsioonidega, mis m&jutavad kliendi
kasutusharjumusi vaga vahe.

Paar asja, mida tahele panna.

e Kui klientidel on UEFI kéaivitav meedium ja AINULT see (kas optilises meediumis v&i USB-maluseadmes), néitab Uhekordne
kéivitusmenuu veel Uhte I6iku, milles on loetletud UEFI alglaadimisvalikud. Kui kasutaja pole Uhendanud UEFI kdivitavat meediumi,
ei née ta seda valikut kunagi. Suurem osa kasutajaid ei nde seda valikut kunagi, kui UEFI alglaadimisvalikut pole ise méaratud suvandi
Boot Sequence (Alglaadimise jérjekord) seadetes.

e Kuidas muuta hooldusmérki/omaniku mérki?

Hooldustehnik peab emaplaadi asendamisel seadistama pérast ststeemi kaivitumist hooldusmarki Ghe korra. Hooldusmargi seadistamise

nurjumine vo&ib takistada ststeemi aku laadimist. Seetdttu on véga oluline, et hooldustehnik méaraks &ige stisteemi hooldusmargi. Kui
valitakse vale hooldusmark, pole seda vdimalik asendada ja tehnik peab esitama uue emaplaadi vahetuse tellimuse.

e Kuidas muuta vara margi teavet?

Vara méargi teabe muutmiseks saame kasutada Uhte jargmistest tarkvaradest.
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Susteemi Dell Command Configure riistakomplekt kaasaskantavale tehnikale

Kliendid v&ivad muuhulgas teatada, et parast emaplaadi vahetamist on sUsteemi BIOS-i vara vali juba tdidetud ja see tuleb tihjendada

vOi seadistada. Vanemate ja kdigi UEFI BIOS-i platvormiga uuemate siisteemidega kliendid saavad alla laadida Dell Command Configure
Toolkiti (DCC), et muuta BIOS-i valikuid v&i isegi omandidigust voi vara mérki Windowsis. Seda tehnoloogiat kirjeldatakse jaotises Tarkvara
ja torkeotsing.

Susteemihaldus - ruumidest pilveni

Dell Client Command Suite — tasuta todriistakomplekt, mis on kaigile OptiPlexi ja Latitude’i arvutitele allalaadimiseks saadaval aadressil
https://dell.com/command, automatiseerib ja lihtsustab slsteemihalduse Ulesandeid, séastes aega, raha ja ressursse. See koosneb
jargmistest moodulitest, mida saab kasutada iseseisvalt v&i mitmesuguste ststeemihalduskonsoolidega, nagu SCCM.

Dell Command | Deploy v&imaldab lihtsat operatsioonisiisteemi (OS) kasutuselevdttu kodikides peamistes operatsioonististeemi
kasutuselevotu meetodites ja pakub arvukalt siisteemip&hiseid draive, mis on lahti pakitud ja véhendatud operatsiooniststeemis
kasutamiseks.

Dell Command | Configure on graafilise kasutajalidesega (GUI) vahend administraatorile riistvaraseadete seadistamiseks ja
rakendamiseks operatsioonististeemi eelses voi jargses keskkonnas ning see tddtab sujuvalt SCCM-i ja Airwatchiga ning seda saab
ise integreerida LANDeski ja KACE-sse. Lihtsalt 6eldes on tegemist BIOS-iga. Command | Configure véimaldab teil isikuparastatud
kasutajakogemuse jaoks kaugjuhtimisel automatiseerida ja seadistada Ule 150+ BIOS-i seade.

Dell Command | PowerShell Provider saab teha samu toiminguid nagu Command | Configure, kuid teistmoodi. PowerShell on
skriptikeel, mis voimaldab klientidel luua kohandatud ja diinaamilise seadistamisprotsessi.

Dell Command | Monitor on Windows Management Instrumentationi (WMI) agent, mis pakub IT-administraatoritele laialdast riistvara ja
seisundi andmeid. Administraatorid saavad riistvara seadistada ka kaugjuhtimisel kasurea ja skriptide abil.

Dell Command Update (end-user tool) on tehases paigaldatud ja véimaldab administraatoritel individuaalselt hallata ning automaatselt
naidata ja paigaldada Dell varskendusi BIOS-i, draivereid ja tarkvara. Command | Update kérvaldab varskenduste paigaldamise aegandudva
otsimise.

Dell Command | Update Catalog pakub otsitavaid metaandmeid, mis vdimaldavad juhtkonsoolil alla laadida uusimaid sisteemile omaseid
uuendusi (draiver, pUsivara voi BIOS). Seejérel edastatakse uuendused sujuvalt [8ppkasutajatele kataloogi tarbiva kliendi sisteemihalduse
taristu (naiteks SCCM) kaudu.

Dell Command | vPro Out of Band konsool lisab riistvarahalduse slsteemidele, mis on vérgutihenduseta voi millel on ligipddsmatu
operatsiooniststeem (Delli eksklusiivsed funktsioonid).

Dell Command | Integration Suite for System Center — see komplekt kaasab koiki Client Command Suite’i pdhikomponente Microsoft
System Center Configuration Manager 2012 ja Current Branchi versioonidesse.

Dell Client Command Suite'i integreeritus AirWatchi VMware Workspace ONE-ga véimaldab nitd kliendil hallata oma Delli kliendi riistvara
pilvest the Workspace ONE-i konsooli kaudu.

Bandivaline slisteemihaldus - Intel vPro ja Intel Standard
Manageability

Intel vPro ja Intel Standard Manageability peavad olema Delli tehases seadistatud ostmise ajal, kuna need POLE véljalllitatavad. Nad
pakuvad bandivalist juntimist ja DASH-i vastavust.

Intel vPro

Saadaval Intel Core i5 ja i7 protsessoritega ning pakub k&ige tdiuslikumat bandivalist juhtimisfunktsioonide komplekti, sealhulgas KVM,
IPv6 tugi, graceful shutdown ja kaik funktsioonid eelmistest vPro versioonidest. See kasutab Intel Active Management Technology (AMT)
uusimat versiooni.

Lisateavet vPro kohta leiate Inteli veebilehelt aadressil https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/
vpro-platform-general.html.

Ainulaadne ja uus Dell kaugjalgimise funktsioon Intel vPro jaoks aktiveerib kiiresti vPro-funktsioonid arvutis, véhendades vPro
seadistamisaega kuudest véhem kui tunniseks. Intel vPro Dell Remote Provisioning funktsioon on saadaval osana moodulist: Dell
Command Integration Suite for Systems Center
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Intel Standard Manageability (ISM)

ISM pakub piiratud hulgal ribavaliseid funktsioone, nagu kaugjuhtimispult sisse/vélja, Serial-over-LAN-i imbersuunamine, Wake-on-LAN

ine.

Lisateavet Intel ISM kohta leiate Inteli veebilehelt aadressil https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-
manageability.

Usaldusvaarse platvormi moodul

Usaldusvaarse platvormi moodul (TPM, i.k. Trusted Platform Module) on spetsiaalne kriptoprotsessor, mis on loodud seadmetesse
krlptograafiliste vGtmete integreerimise teel riistvara turvamiseks. Tarkvara saab kasutada riistvaraseadmete autentimiseks usaldusvaarse
platvormi moodulit. Kuna igasse TPM-kiipi poletatakse tootmise ajal ainulaadne ja salajane RSA-v8ti, on sellel vdimalik platvormi autentida.
@ MARKUS: Usaldusvaérse platvormi moodul (TPM) on emaplaadi osa. Emaplaadi asendamise korral tuleb kriipteering enne kriiptimise

jatkamist operatsioonislisteemis peatada ja uuel emaplaadil uuesti aktiveerida.

Katse vahetada emaplaati, ilma et enne seda oleks kriiptimine peatatud, toob kaasa
operatsioonisiisteemi tookorrast minemise ja voib I6ppeda No-Boot-stsenaariumiga.

Sormejaljeluger

See peatlkk kirjeldab sérmejéljelugeris kasutatavat tarkvara.

Portables Technology sisaldab integreeritud sérmejaljelugerit, mis asub randmetoel puutepadja paremal pool. Sérmejaljeluger on valikuline,
seega koigil sisteemidel seda pole. Sdrmejaljelugeri draiveriga on kaasas tarkvarapakett Dell ControlVault, mis véimaldab seadet kasutada.
Dell pakub koikvaimalikku tarkvara puudutavat abi nagu Latitude'i siisteemide puhulgi.

Tarkvara Dell ControlVault

Sérmejaljelugeri tarkvarapakett on Dell ControlVault. See véimaldab sérmejalielugerit kasutada jargmiselt.

Windowsi sisselogimise ja stisteemi kaivitamise parooli kinnitamiseks
Veebilehtede ja Windowsi rakenduste registreerimiseks parooli asendamisel
Lemmikrakenduse kaivitamiseks sérmeliigutusega

Salajase teabe salvestamiseks kruptitud kausta

K&igi nende funktsioonide kasutamiseks peab kasutaja kdigepealt registreerima sérmejéljed. Lihtne abiline juhendab kasutajat
registreerimisprotsessil. Kasutaja saab valida, kas sdrmejélied salvestatakse kdvakettale vai sdrmejéljelugerile

®| MARKUS: Kasutaja peab registreerima mitme sérme jalied.

USB omadused

Universal Serial Bus vi USB tuli kasutusele 1996. aastal. See lihtsustas oluliselt Uhendust hostarvuti ja vélisseadmete vahel, nagu hiired,
klaviatuurid, vélisajamid ja printerid.

Tabel 22. USB areng

Tiup Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevotu aasta
USB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

USB 3.0 7/ USB 3.1 5 Gb/s SuperSpeed 2010

pdlvkonna 1

USB 3.1 2. pdlvkond 10 Gb/s SuperSpeed 2013
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USB 4.0 / USB 3.11. pdlvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto lidesestandard. Neid seadmeid mutdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse jérele veelgi kirema arvutiriistvara ja suurema labilaskevoime téttu. USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonnal oli I8puks lahendus tarbijate
noudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkéijast 10 korda suuremat kiirust. Lihidalt deldes sisaldab USB 3.1 1. pdlvkond jargmist.

Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)

Suurem maksimaalne siini v8imsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
Uued toitehalduse funktsioonid

Taielik dupleks-andmeedastus ja uute edastusttipide tugi

Tagasiulatuv Uhilduvus USB 2.0-ga

Uued lidesed ja kaabel

Jargmised teemad kasitlevad mdningaid sageli esitatavaid kusimusi USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kohta.

SUPERSPEED
S USE>
e

Kiirus

Praegu méaéaratlevad USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna tehnilised naitajad 3 kiirusereziimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue
reziimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes naitajates on sailinud reziimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse
kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad reziimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva Uhildumise
séilitamiseks.

USB 3.0 7/ USB 3.1 1. pdlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema joudluse.

Taiendav fuusiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).

USB 2.0-I oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond lisab veel neli — kaks
paari diferentsiaalsignaali (vastuvdtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on liidestes ja juhtmes kaheksa Ghendust.

e USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-dupleksslsteemi. See suurendab teoreetilist
l&bilaskevoimet 10-kordselt.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Arvestades jérjest suurenevaid ndudmisi andmeedastusele korge eraldusvdimega videosisu, terabaidiste méluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tdttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda Ukski USB 2.0 Uhendus teoreetilisele
maksimaalsele labilaskevdimele 480 Mb/s lahedalegi jduda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) — see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna thendused kunagi 4,8 Gb/s. Tden&oliselt ndeme
reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkond USB 2.0-ga vérreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks véimalusi pakkuda paremat Uldist kogemust. Kui varem oli USB-video
vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusv8ime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui l&bilaskevdime

Tehnoloogia ja komponendid 11



suureneb 5-10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Uhe tihendusega DVI nduab peaaegu 2 Gb/s suurust
labilaskevoimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee
toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, néiteks valistesse RAID-salvestussisteemidesse.

Allpool on loetletud osad saadaolevad SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna tooted.

Valised lauaarvuti USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna k&vakettad
Kaasaskantavad USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna k&vakettad
USB 3.0 7/ USB 3.11. pdlvkonna draividokid ja adaptrid

USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkonna méaluseadmed ja lugerid

USB 3.0 / USB 3.11. pdlvkonna kovakettad

USB 3.0 7 USB 3.11. pdlvkonna RAID-d

Optilised kandjad

Multimeediumiseadmed

V8rgundus

USB 3.0 /7 USB 3.11. pdlvkonna adapterkaardid ja jagajad

Uhilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kdigepealt: samas
kui USB 3.0 /7 USB 3.11. polvkond maaratleb uued flusilised hendused ja seega kasutavad uued kaablid &ra uue protokolli suurema kiiruse
voimalusi, jaéb lides ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks tapselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB 3.1
1. pdlvkonna kaablitel on viis uut Ghendust eraldi vastuvdetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on Uhenduses ainult siis, kui
need on Uhendatud dige SuperSpeed USB thenduse kaudu.

USB PowerShare

USB PowerShare on funktsioon, mis véimaldab valiseid USB-seadmeid (nt mobiiltelefone, kaasaskantavaid muusikamangijaid jne) laadida
kaasaskantava ststeemi akuga.

|

ssa

Kasutada saab ainult ikooniga SS+USB+aku -> USB-pistikut.

See funktsioon on sisse lUlitatud slisteemi h&élestamise jaotises On Board Devices (Pardaseadmed). V8ite valida, kui palju saab
aku laetust kasutada (joonis allpool). Kui seadistate USB PowerShare'i 25%-le, on vélisseadme akut lubatud laadida 25%-ni (nt 75%

5 USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% Q5%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
SE PowerShare]
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USB PowerShart
+ Power Management : e
kaasaskantava aku laetusest on &ra kasutatud). |+ Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

C-tiilipi USB

C-tUdpi USB on uus fuusiline lides. Liides ise toetab erinevaid pdnevaid uusi USB-standardeid, nditeks USB 3.1 ja USB toitega varustamine
(USB PD).

42 Tehnoloogia ja komponendid



Alternatiivne reziim

C-tlupi USB on uus vaga véikese suurusega lidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tlipi USB kontakti suurusest. See on Uhe

liidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tlUpi USB-pordid véivad ,alternatiivseid reziime* kasutades toetada erinevaid
protokolle, mis véimaldab teil Ghest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil valjutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- véi muud taupi

Uhendusi.

USB toitega varustamine

USB PD spetsifikatsioon on pdimunud C-tilpi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed
laadimiseks tihti USB-Uhendust. USB 2.0 Ghendus annab kuni 2,5 vatti vdimsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sulearvutil véib
naiteks vaja minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon taiendab seda véimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et
seade saaks toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab Uhenduses andmeid Ule.

See voib tdhendada omandidigusega kaitstud sulearvuti laadimiskaablite 16ppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-Uhenduse
kaudu. Tanasest saab silearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid
seadmeid. Siduge silearvuti toitekaabliga Uhendatud vélise monitoriga ja see laeb teie sllearvutit, kui te kasutate seda vélise monitorina —
seda kdike Uhe vaikse C-tllpi USB lidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tldpi
USB liidese olemasolu ei t&henda veel, et neil see on.

C-tUupi USB ja USB 4.1

USB 3.1 on uus USB-standard. Pordi USB 3 teoreetiline laineala on 5 Gbit/s, samas kui pordi USB 3.1 puhul on see 10 Gbit/s. Seda laineala
on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese p&lvkonna Thunderbolti lidesel. C-tttpi USB pole sama, mis USB 3.1. C-tutpi USB
on kaigest lidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks voib olla USB 2 vai USB 3.0. Nokia N1 Androidi tahvelarvuti kasutab C-ttdpi USB
lidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud.

Ethernet

Intel 1I219LM Jacksonville WGI219LM Gigabit Etherneti kontrollerite perekond pakub kompaktseid, the pordiga integreeritavaid flusilise kihi
seadmeid, mis Uhilduvad Intel Skylake'i kiibistikega.

Intel WGI219LM on ettevotte LAN-toode, mis toetab Intel vPro-d; tehnoloogia, Intel AMT2, energiatdhus Ethernet (802.3az), Intel SIPP ja
Serveri operatsioonististeemi tugi.

Toote omadused

Uldine

10 BASE-T IEEE 802.3 spetsifikatsiooni vastavus

100 BASE-TX IEEE 802.3 spetsifikatsiooni vastavus

1000 BASE-T IEEE 802.3 spetsifikatsiooni vastavus

Energiasééastlik Ethernet (EEE)

|IEEE 802.3az tugi [v&hese energiatarbega jouderezim (LPI)]

IEEE 802.3u auto-negotiationi vastavus

Toetab kandja pikendust (pooldupleks)

Loopback-reziimid diagnostikaks

Taiustatud digitaalne baasjoone korvalekalde korrigeerimine

Automaatne MDI/MDIX-i ristumine kaigil toimimiskiirustel

Automaatne polaarsuse korrigeerimine

MDC/MDIO haldusliides

Paindlikud PHY-filtrid integreeritud LAN-kontrolleri v8imsuse vahendamiseks
Nutikas toimimiskiirus automaatseks kiiruse vahendamiseks vigaste kaabliseadmestike korral
PMA-loopbacki véimalusega (kajasummuti puudub)

802.1as/1588 vastavus
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Toite optimeerija tugi

Inteli stabiilse pildiplatvormi (SIPP) programm
Vorgu puhverserveri/ARP-mahalaadimise tugi
Kuni 32 programmeeritavat filtrit
Pooldupleksreziimi Gb/s tugi puudub

Turvalisus ja hallatavus

e Intel vPro tugi sobivate Inteli kiibistiku komponentidega

Joudlus

Jumbo raamid (kuni 9 Kb)

802.1Q ja 802.1p

Vastuvdtjapoolne skaleerimine (RSS)
Kaks jarjekorda (Tx ja Rx)

Toide

Ultravéhene energiatarbimine kaabli lahtilhendamisel (< 1 mW) vdimaldab Uhendatud ootereziimis platvormi tuge
Véhenenud energiatarve tavaparase t00 ajal ja madalama energiatarbega reziimile minnes

Integreeritud Intel Auto Connect akusééstja (ACBS)

Uhe viiguga LAN-i keelamine BIOS-i lintsamaks rakendamiseks

Taielikult integreeritud IUlituspinge regulaator (ISVR)

Véikese vdimsusega LinkUp (LPLU)

MAC/PHY Uhendamine

o PCle-pdhine lides aktiivses olekus toimimiseks (SO-olek)
e SMBus-pohine liides likluse majutamiseks ja halduseks (vaikese energiatarbimisega Sx-olek)

Pakend/disain

48-viiguline pakend, 6 x 6 mm 0,4 mm sammuga ja maapinnale avatud padjaga
Kolm konfigureeritavat LED-valjundit

Integreeritud MDI-lidese koormustakistid BOM-i kulude véhendamiseks
Véhendatud BOM-i kulud, jagades SPI valku PCH-ga
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Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2
= Intel® Ethernet Connection |2

Leading Power Management Skylake PCH
* Connected Standby support
. OmW TDP with typical ~400m\W @ Gigabit
nl Energy Efficient Ethernet (EEE)
Cable Disconnect’

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Selles teemas selgitatakse lidest HDMI 2.0 ja selle omadusi koos eelistega.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata Uleni digitaalne audio-/videolides. HDMI liidestab mis
tahes Uhilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mangija voi A/V-vastuvotja) ja Ghilduvat digitaalset audio- ja/vai videomonitori
nagu digitaalne teler (DTV). HDMI-telerite ja DVD-méangijate ettendhtud kasutusviisid. Peamine eelis on kaablihulga vahendamine ja sisu
kaitsmine. HDMI toetab standardset, téiustatud voi korge eraldusvdimega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli (he kaabli kaudu.

HDMI 2.0 omadused

o HDMI Etherneti kanal — lisab HDMI-lingile kiire vorgu, mis véimaldab kasutajatel kasutada taiel maaral oma IP-toega seadmeid, iima
eraldi Etherneti kaablita

e Heli tagastuskanal — voimaldab HDMI-ga Uhendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks ,,tlesvoolu”
ruumilise heli slsteemi, vélistades vajaduse eraldi helikaabli jarele

e 3D — maaratleb sisend-/valjundprotokollid peamiste 3D-videovormingute jaoks, sillutades teed tdelise 3D mangu- ja
kodukinorakendustele

e Sisutiilip — reaalajas sisutlipide signaali edastamine ekraani ja Idhteseadmete vahel, mis voimaldab teleril optimeerida pildisatteid
sisutUdbi pdhjal
Taiendavad varviruumid - lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate tdiendavate varvimudelite toe
4K tugi — voimaldab kasutada video eraldusvéimeid kaugelt Ule 1080p, toetades jargmise pdlvkonna ekraane, mis konkureerivad
paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino siisteemidega

e HDMI mikroliides — uus, vaiksem liides telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video eraldusvéimet kuni
1080p

e Auto iihendussiisteemid — uued kaablid ja lidesed auto videosusteemidele, mis on mdeldud mootorsdidukite keskkonna ainulaadsete
nduete taitmiseks, pakkudes tdelist HD-kvaliteeti

HDMI eelised

Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades kdrgeima, teravaima pildikvaliteedi.
Madalama hinnaga HDMI pakub digitaalse liidese kvaliteeti ja funktsionaalsust, toetades samal gjal ka tihendamata videovorminguid
lihtsal ja kulus&astlikul moel

e Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini

HDMI Ghendab video ja mitmekanalilise heli Uhte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-slsteemide korge hinna, keerukuse ja
juhtmerohkuse jérele.
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e HDMI toetab videoallika (nt DVD-mangija) ja DTV vahelist sidet, voimaldades uusi funktsioone.
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Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

Selles jaotises on Uksikasjalik teave komponentide arvutist eemaldamise ja arvutisse paigaldamise kohta.

Teemad:

¢ Ohutusjuhised
. Soovitatud todriistad

e Pliats

¢ SIM-kaart

¢ Maélukaart

*  Kaepide

. Lukustusuksed
e Aku

e Sekundaarse SSD kandja

. Primaarne SSD-kandja

e SSD

. HDD kandja

*  Korpuse pdhjakate

e Klaviatuur

¢ WWAN-kaart

¢ WLAN-kaart

¢  Globaalne positsioneerimissiisteem (GPS)
. Malumoodulid

*«  Nooppatarei

. PCle jahutusventilaatori koost
*  Primaarse SSD alus

. Dokkimisliidese koost

e Jahutusmooduli koost

*  Tagumine I/O-paneel

e Liigendikatted

. Ekraanisdlm

e LCD-raami ja tagakaane koost.

. Mikrofon

. Kaamera

e Akusahtel

e Vasakpoolne I/O-paneel
¢ Kiipkaart

*  ExpressCardilugeja

e Kolar

*  Emaplaat
¢ Optiline draiv
. Pohjakoost

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti margitud, eeldatakse igas selle
dokumendi protseduuris, et on tdidetud jargmised tingimused.

e Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
e Komponendi saab asendada v&i, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jérjekorras.
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A HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade
tavade kohta leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt

Paljusid remondit6id tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid
remonditdid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil v6i veebi- voi telefoniteenuse ja tugimeeskonna
juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jirgige tootega
kaasas olnud ohutusjuhiseid.

Elektrostaatilise lahenduse valtimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Kisitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega
kontakte. Hoidke kaarti servadest voi metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,
mitte kontaktidest.

Kaabli eemaldamisel tdmmake pistikust vdi tdmbelapatsist, mitte kaablist. Monel kaablil on
lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravotmist lukustussakke. Pistiku
lahtitombamisel tdmmake kdoiki kiilgi Gihtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli iihendamist veenduge
samuti, et mélemad liidesed oleksid 6ige suunaga ja kohakuti.

MARKUS: Enne arvuti kaane véi paneelide avamist (ihendage lahti kdik toiteallikad. Parast arvuti sisemuses tegutsemise I5petamist
pange enne arvuti uuesti vooluvdrku Uhendamist tagasi k8ik kaaned, paneelid ja kruvid.

®

Olge siilearvutite liitiumioonakude kasitsemisel ettevaatlik. Paisunud akusid ei tohi kasutada ning need
tuleks asendada ja néuetekohaselt korvaldada.

®| MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide varv véib paista selles dokumendis naidatust erinev.

Enne, kui arvuti sees toimetama asute

Veenduge, et to6opind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.
Lllitage arvuti sisse.
Kui arvuti on thendatud dokiga (dokitud), eemaldage see dokist.

N

Uhendage véimaluse korral kdik vérgukaablid arvuti killjest lahti.

Kui arvutil on RJ45-port, eemaldage vorgukaabel esmalt arvuti kiiljest lahti ja alles seejarel
vorguseadme kiiljest.

5. Uhendage arvuti ja kaik selle kiilies olevad seadmed elektrivérgust lahti.
6. Avage ekraan.
7. Hoidke toitenuppu mdni sekund all, et emaplaat maandada.

Elektriloogi valtimiseks votke arvuti toitejuhe pistikupesast vilja enne kui 8. sammu juurde asute.

Elektrostaatilise lahenduse véltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba voi
puudutades regulaarselt varvimata metallpinda, nt arvuti taga olevat liidest.

8. Eemaldage pesadest koik paigaldatud ekspresskaardid véi kiipkaardid.

Ohutuse ettevaatusabinoud

Paigaldamisel vai lammutamisel/kokkupanemisel jargige jargmistes jaotistes kirjeldatud ohutusndudeid.

Lllitage slisteem ja kdik thendatud valisseadmed vélja.

Eemaldage stisteem ja koik Uhendatud vélisseadmed vorgutoitest ning seejarel eemaldage aku.

Eemaldage sUsteemist kdik vorgukaablid, telefoni- ja telekommunikatsioonijuhtmed.

Elektrostaatilise laengu (ESD) kahjustuste véltimiseks kasutage mis tahes arvutisiisteemis té6tades randme maandusrinma ja matti.
Parast sUsteemi osa eemaldamist asetage see ettevaatlikult antistaatilisele matile.

Kandke mittejuhtivate kummist taldadega kingi, et vahendada elektriga seotud dnnetuse ajal elektrilodki vai tdsiseid vigastusi.
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Ooterezim

Ootereziimil Delli tooted tuleb enne korpuse avamist vooluallikast eemalda. Ootereziimiga stisteemi toide on sees ka ajal, mil siisteem on
vélja Itlitatud. Seadmesisene toide vdimaldab siisteemi kaugtihenduse kaudu sisse lUlitada (LAN-i kaudu dratamine), kaivitada unereziimi ja
samuti hélmab see muid tdpsemaid toitehalduse funktsioone.

Parast stisteemi vooluvdrgust eemaldamist ja enne osade eemaldamist oodake umbes 30—45 sekundit, et vdimaldada laengul kaduda
vooluahelatest.

Ristuhendus

Ristiihendus on meetod, mis v8imaldab Ghendada kaks v8i enam maandusjuhet sama elektripotentsiaaliga. Selleks kasutatakse
elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekti. Veenduge, et ristihenduskaabel oleks alati Ghendatud katmata metallesemega, mitte
varvitud vai mittemetallist pinnaga. Randmerihm peab olema tugevasti kinni ja téielikult naha vastas. Samuti eemaldage enne enda ja
seadme ristUhendamist kdik aksessuaarid, nagu kaekellad, kdevorud vai sdrmused.

Joonis 7. Oige liimimine

Elektrostaatilise tUhjenemise kaitse

ESD on markimisvéaarne probleem elektrooniliste komponentide kasitsemisel, eriti tundlike komponentide, néiteks laiendussiinide,
protsessorite, DIMM-malude ja emaplaatide puhul. Ulivéikesed laengud véivad pdhjustada skeemis potentsiaalselt markamatuid kahjustusi,
naiteks perioodiliselt esinevaid probleeme vdi toote tddea lihenemist. Kuna valdkonna eesmark on energiatarvet véhendada ja tihedust
suurendada, on ESD-kaitse iha suurem probleem.

Hiljutistes Delli toodetes kasutatavate pooljuhtide suurema tiheduse t&ttu on nende tundlikkus staatilisest elektrist pdhjustatud kahjustuste
suhtes nudd suurem kui varasematel Delli toodetel. Seetdttu ei sobi enam mdningad senised osade kasitsemise meetodid.

ESD kahjustusi liigitatakse kaheks: katastroofilisteks ja katkendlikeks tdrgeteks.

e Katastroofiline — kahjustus katkestab seadme t86 kohe ja téielikult. Katastroofiliseks tdrkeks loetakse naiteks olukorda, kus DIMM-
maélu on saanud staatilise elektrilddgi, mis pdhjustab kohe simptomi ,,No POST/No Video” (POST/video puudub) koos puuduvale vi
mittetddtavale malule viitava piiksukoodiga.

@l MARKUS: Katastroofilised térked moodustavad ligikaudu 20 protsenti ESD-ga seotud térgetest.

e Katkendlik — DIMM saab staatilise elektrildogi, ent see ainult ndrgestab rada ega pohjusta kohe margatavaid kahjustustega seotud
stimptomeid. Noérgenenud raja sulamiseks voib kuluda mitu nédalat voi kuud ning selle aja jooksul vaib malu terviklikkus vaheneda,
esineda katkendlikke mélutorkeid jms.

MARKUS: Katkendlikud t&rked moodustavad ligikaudu 80 protsenti ESD-ga seotud térgetest. Katkendlike térgete suur osakaal

tahendab, et enamikul juhtudel ei ole kahjustused kohe margatavad.

Katkendliku torke (ka latentse tdrke vdi ,,haavatud oleku®) kahjustuste tuvastamine ja tdrkeotsing on keerulisem. Jargnev pilt naitab malu
DIMM-i raja lUhiajalist kahjustust. Ehkki kahju on tekkinud, ei pruugi stmptomid mdne aja jooksul pérast kahjustuse tekkimist probleemiks
jééda voi pohjustada pusivaid stimptomeid.
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6,000% > 25,000%

Joonis 8. Katkendlik (latentne) juhtmestiku kahjustus

ESD kahjustuse ennetamiseks tehke jargmist.
e Kasutage korralikult maandatud kaabliga ESD-randmerihma.
Juhtmeta antistaatilised rihmad pole enam lubatud, kuna need ei paku piisavat kaitset.

Korpuse puudutamine enne osade kasutamist ei kaitse suurema ESD-tundlikkkusega komponente piisavalt.

Joonis 9. ,,Paljast metallist”“ raami maandamine (vastuvéetamatu)

e Kasitsege koiki staatilise elektri suhtes tundlikke komponente antistaatilises piirkonnas. Véimaluse korral kasutage antistaatilisi péranda-
ja tédlauamatte.
Staatiliselt tundlike osade késitsemisel haarake nendest kilgedelt, mitte pealt. Valtige tihvtide ja vooluahelate puudutamist.
Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel &rge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui
olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi avamist maandage kindlasti oma keha staatiline elekter.

e Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse voi pakendisse.

Elektrostaatilise lahenduse valikomplekt

Mittejélgitav vélikomplekt on kdige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt. Igasse vélikomplekti kuuluvad kolm p&hikomponenti:
antistaatiline matt, randmerihm ja Ghenduskaabel.
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Joonis 10. Elektrostaatilise lahenduse (ESD) valikomplekt

Antistaatiline matt on hajuv ja seda tuleks kasutada osade ohutuks paigutamiseks hoolduse ajal. Kui kasutate antistaatilist matti, peab
randmerihm olema tihedalt imber kde ning Uhenduskaabel peab olema Uhendatud matiga ja sUsteemi mis tahes palja metallosaga, millega
parajasti todtate. Qigesti paigaldatud hooldusosi saab ESD-kotist vélja vétta ja otse matile asetada. Pidage meeles — ESD-tundlike esemete
ainus ohutu koht on teie kdes, ESD-matil, sisteemis vi kotis.

Joonis 11. Antistaatiline matt

Randmerihm ja Uhenduskaabel vdivad olla otse Uhendatud teie randmega ja riistvara kljes oleva metallosaga, kui ESD-matti pole vaja
vOi antistaatilise matiga, et kaitsta ajutiselt matile asetatud riistvara. Randmerihma ja ihenduskaabli fudsilist sidet teie naha, ESD-mati ja
riistvara vahel nimetatakse ristilhenduseks. Kasutage ainult randmerihma, mati ja tihenduskaabliga kohapealse hoolduse komplekte. Arge
kunagi kasutage juhtmeta randmerihmu.

Pidage meeles, et randmerihma sisemised juhtmed kahjustuvad sageli aja jooksul ja ESD riistvara kahjustuste valtimiseks tuleb neid
randmerihma testriga regulaarselt kontrollida. Randmerihma ja Uhenduskaablit soovitatakse kontrollida vahemalt kord nadalas.

Tabel 23. Randmepaelad

Randmepael ja iihenduskaabel Juhtmevaba ESD-pael (vastuvdetamatu)
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ESD-kaitsepaela tester

ESD-paelas olevad kaablid kipuvad aja jooksul kahjustuma. Mittejalgitava komplekti kasutamisel loetakse heaks tavaks kontrollida paela
enne igat valjakutset ja vdhemalt kord nddalas. Randmerihma tester on kontrollimiseks parim viis. Kui teil ei ole randmerihma testrit, kisige
seda oma piirkondlikust kontorist. Katsetamiseks sisestage randmele kinnitatud randmepaela Uhenduskaabel testrisse ja vajutage nuppu.
Testi 6nnestumisel stttib roheline LED, testi nurjumisel stttib punane LED ja kostab alarm.

Joonis 12. Kaitsepaela tester

Isolaatorelemendid

ESD suhtes tundlikud seadmed, néiteks radiaatorite plastimbrised, tuleb tingimata hoida eemal siseosadest, mis on isolaatorid ja sageli
tugeva laenguga.

Tabel 24. Isolaatorelementide asetamine

Vastuvdetamatu - isoleeriosal asuv DIMM (radiaatori Vastuvdetav - isoleeriosast eraldatud DIMM

plastisoleerkate)

Todkeskkond

Enne ESD valikomplekti kasutamist hinnake olukorda kliendi asukohas. N&iteks serverikeskkondade puhul kasutatakse komplekt teisiti kui
kaasaskantava voi lauaarvutikeskkonna korral. Serverid on tavaliselt paigaldatud andmekeskuses olevale riiulile, samas kui kaasaskantavad ja
lauaarvutid asuvad Uldjuhul kontorilaudadel voi -boksides.

Leidke iga kord tasane t6dpind, mis oleks vaba ja ESD-komplekti ja parandatava slsteemi jaoks piisavalt suur. Téopinnal ei tohi olla
isolaatoreid, mis voivad pohjustada elektrostaatilise lahenduse. TéOpinnal olevad isolaatorid, nditeks vahtplast ja muud plastid, peavad olema
tundlikest osadest alati véhemalt 30 cm kaugusel, enne kui hakkate riistvara osasid kasitsema.

ESD-pakend

Koik ESD-tundlikud seadmed peavad tarnimisel ja vastuvdtmisel olema antistaatilises pakendis. Soovitatav on kasutada antistaatilisi
metallkotte. Tagastage kahjustatud komponendid siiski alati samas ESD-kotis ja -pakendis, millega uus osa tarniti. ESD-kott tuleks kinni
voltida ja kleeplindiga kinnitada, samuti tuleb kasutada kogu vahtplastist pakkematerjali, mida kasutati uue komponendi algses karbis.
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ESD-tundlikud seadmed tohib pakendist vélja votta ainult ESD-kaitsega tédpinnal ja osi ei tohi asetada ESD-koti peale, kuna kott on
varjestatud vaid seestpoolt. Hoidke osi alati oma kéaes, ESD-matil, stisteemis vdi antistaatilises kotis.

Joonis 13. ESD-pakend

Tundlike osade vedamine

ESD-tundlike osade, néiteks varuosade v&i Dellile tagastatavate osade vedamisel tuleb need ohutuse huvides kindlasti asetada
antistaatilistesse kottidesse.

ESD kaitse kokkuvote

Kaikidel valihooldustehnikutel on tungivalt soovitatav Delli toodete hooldamisel alati kasutada tavalist juhtmega ESD-maanduspaela ja
antistaatilist kaitsematti. Peale selle tuleb tehnikutel hooldamise ajal kindlasti hoida tundlikud osad eemal kdigist isoleerivatest osadest ning
kasutada tundlike osade vedamiseks antistaatilisi kotte.

TOsteseade

@ MARKUS: Arge tdstke rohkem kui 22,67 kg. Pédrduge abi saamiseks alati teise isiku voi isikute poole vdi kasutage mehaanilist
tOsteseadet.

Seadme tdstmisel jargige jargmisi juhiseid.

Vota kindel tasakaalustatud alus. Hoidke jalad eraldi, et need oleksid stabiilse aluse eest ja suunake oma varbad vélja.
Painuta oma pélvi. Arge painutage védkohta.

Pinguldage kdhulihaseid. Kdhulihased toetavad t&stmisel selgroogu, kompenseerides koormuse joudu.

Tostke oma jalgade, mitte seljaga.
Hoidke koormust enda lahedal. Mida lIahemal on see seljale, seda vdhem joudu avaldab see seljaosale.

S IFNEINIES
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6. Koormuse tdstmisel voi mahapanemisel hoidke selga plstises asendis. Arge lisage koormusele keha kaalu. Valtige keha ja selja
keeramist.

7. Koorma mahapanemisel jargige samu meetodeid.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mis tahes asendusprotseduuri I8petamist veenduge, et Uhendaksite arvutiga kdik véalisseadmed, kaardid ja kaablid, enne kui arvuti
sisse lUlitate.
Arvuti kahjustamise viltimiseks kasutage vaid akut, mis on mdeldud just sellele Delli arvutile. Arge
kasutage akusid, mis on mdeldud teistele Delli arvutitele.

1. Uhendage koik valisseadmed (nt dokkimisalus v&i meediabaas) ja pange tagasi kdik kaardid (nt ExpressCard).
2. Uhendage arvutiga kdik telefoni- ja vérgukaablid.

Vérgukaabli ihendamiseks iihendage kaabel esmalt vorguseadmega ja seejarel arvutiga.

3. Uhendage arvuti ja kaik selle kiilies olevad seadmed toitepistikusse.
4. Lulitage arvuti sisse.

Soovitatud tooriistad

Selles dokumendis kirjeldatud toimingute jaoks voib olla vaja jargmisi tdoriistu.
e Ristpeakruvikeeraja nr O

Ristpeakruvikeeraja nr 1

Plastvarras

5,5 mm padrunvgti

Pintsetid

®| MARKUS: Ristpeakruvikeeraja nr 0 on kruvide 0—1 jaoks ja ristpeakruvikeeraja nr 1 on kruvide 2—4 jaoks.
Pliiats

Pliiatsi eemaldamine

Témmake pliiats pesast vélja.
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Pliiatsi paigaldamine

Sisestage pliiats pessa.

SIM-kaart

SIM-kaardi eemaldamine

1. Eemaldage Uks M2 x 3 kruvi [1] ja eraldage SIM-kaardi lukustuskate SIM-kaardi pesalt [2].
2. Tommake SIM-kaart vélja ja eemaldage pesast emaplaadil [3].
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3. Sulgege parempoolne S/V-luuk ja likake sulgur lukustusasendisse.

4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

SIM-kaardi paigaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Lukake sulgur [1] avatud asendise ja avage parempoolne S/V-luuk [2].
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3. Sisestage SIM-kaart emaplaadi pessa [1] ja asetage SIM-kaardi lukustuskate SIM-kaardi pesale [2].
4. Paigaldage ja keerake kinni Uks M2 x 3 kruvi [3], kinnitades SIM-kaardi lukustuskatte korpuse kulge.

Malukaart

Malukaardi paigaldamine

1. Avage parempoolne I/0O-luuk.
2. Paigaldage mélukaart emaplaadil olevasse pesasse.
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Malukaardi eemaldamine

1. Votke malukaart emaplaadi pesast valja.

2. Sulgege parempoolne I/0-luuk..
Kaepide

Kaepideme eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
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2. Jargmised epoksiikruvide asukohad vajavad tdiendavat tdhelepanu. Nende kruvide eemaldamine on
keeruline ja need vdivad eemaldamistoimingu ajal kahjustada saada. Kruvide ja iimbritsevate plastosade kahjustamise
véltimiseks kasutage iga kruvitiilibi jaoks diget kruvikeerajat .

Eemaldage neli M3 x 6 kruvi [1], mis kinnitavad kdepideme ja metallklambrid arvuti kilge.
3. Eraldage metallklamber [2] ja kdepide arvuti [3] kiljest.

Kaepideme paigaldamine

1. Paigaldage kaepide [1] arvutile ja asetage metallklambrid [2] k&epidemele.
2. Pingutage nelja M3 x 6 kruvi [3], mis kinnitavad k&epideme arvuti kulge.

3. Jérgige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.
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Lukustusuksed

Sulguri luukide eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Avage I/0-luuk.
3. Eemaldage luugi hingesid arvuti kulge kinnitavad kruvid [1] ja t&stke |/O-luuk [2] arvutist eemale.

Sulguri luukide paigaldamine

1. Paigaldage luuk arvutile [1].
2. Paigaldage luugi hingesid arvuti kiilge kinnitavad kruvid [2].
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3. Lukustage |/0O-luuk.
4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

@l MARKUS: Olenevalt asukohast voib igal luugil olla iks, kaks véi kolm kruvi.

Aku

Aku eemaldamine

1.@

MARKUS: See stilearvuti mahutab kahte kiirvahetust vaimaldavat akut (esmane ja valikuline), mélemad akud jargivad sama
paigaldus- ja eemaldamistoimingut.

Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Lukumehhanismi avamiseks avage aku lukk [1] ja libistage sulgurit métda soont.
3. Kangutage stvendikohta [2] ja libistage aku ettepoole [3], et see arvutist eemaldada.

Akude paigaldamine

1. LUkake aku akusahtlisse, et joondada akuklemmid [1] arvutil asuvatega.
2. Vajutage aku servale [2], et kinnitada sulguri mehhanism ja lukustada aku [3].
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3. Jérgige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

@ MARKUS: See siilearvuti mahutab kahte kiirvahetust v&imaldavat akut (esmane ja valikuline), mélemad akud jargivad sama
paigaldus- ja eemaldamistoimingut.

Sekundaarse SSD kandja

Sekundaarse SSD kandja eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. LuUkake sulgur [1] avatud asendise ja avage parempoolne I/O-luuk [2].

3. Vabastage SSD kandja, lUkates sinist kdvaketta vabastusriivi vasakule [1].
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4. Tommake SSD kandur arvutist sinise saki abil [2] vélja.

Sekundaarse SSD kandja paigaldamine

1. LUkake sekundaarse SSD kandja [1] arvuti pesasse.
2. LuUkake kandja pesasse, kuni sinine sakk kldpsatab ja sulgege parempoolne I/O-luuk [2].

3. Luugi lukustamiseks likake sulgur lukustusasendisse.
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4. Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Primaarne SSD-kandja

Primaarse SSD kandja eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

Katse eemaldada primaarse SSD kandja té6tavast arvutist vdib pohjustada operatsioonisiisteemi
krahhi ja vdimaliku andmete kadumise.

2. Eemaldage akud.
3. Vabastage SSD kandja, lUkates sinist kdvaketta vabastusriivi [1] paremale.
4. Lukake SSD kandja arvutist valja, kasutades arvutist véljapoole jadvat sinist tdmbesakki [2].
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Primaarse SSD-kandja paigaldamine

1. Sisestage primaarne SSD-kandja [1] arvutisse.
2. LuUkake kandja pesasse, kuni sinine sakk kidpsatab, ja sulgege parempoolne I/O-luuk [2].

3. Paigaldage: akud
4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.
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SSD

SSD eemaldamine kandjast

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. akud.
b. SSD(primaarne voi sekundaarne).

3. Eemaldage kaks M2 * 5 kruvi [1] ja pddrake SSD kandja [2] Umber.
4. Eemaldage M2 * 5 kruvi [3] ja eraldage kate SSD kandjast [4].

B. Eraldage SSD ja vahedetail [1] SSD kandjast.
6. Poodrake koost Umber [2] ja Uhendage SSD vahedetailist [3] lahti.

SSD paigaldamine kandjasse

1. Uhendage SSD vahedetaili kiilge [1], pdtrake tmber [2].
2. Paigaldage SSD koos vahedetailiga SSD kandja alusele, millesse on enne paigaldatud uus termomatt [3].

=

3. Paigaldage kate [1] SSD kandjale ja seejérel Uks M2 x 5 kruvi [2].
4. Keerake SSD kandja [3] Umber ja keerake kinni kaks M2 x 5 kruvi [4], mis kinnitavad katte SSD kandjale.
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B. Paigaldage:
a. SSD(primaarne v&i sekundaarne).
b. akud
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

HDD kandja

Kovaketta kandja eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage akud.
3. Vajutage sinist sulgurit [1] ja libistage HDD kandja sUsteemi pesast vélja [2]

4. @ MARKUS: Tellitud konfiguratsioonist sdltuvalt voib stisteemil olla kanduris kdvaketas vai pooljuhtketas. Paigaldus- ja

eemaldustoiming jadvad samaks.

Eemaldage kuus kruvi [1] ja tdstke kate kandja pealt &ra [2].
B. Eemaldage kruvi [3] ja libistage SSD kandjast vélja [4].
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Kovaketta kandja paigaldamine

1. Libistage SSD kandja sisse [1] ja kinnitage see Uhe kruviga [2].
2. Kinnitage kandja kate [3] ja keerake kuus kruvi kinni [4].

3. Libistage HDD kandja pessa [1] ja sulgege I/O-luuk [2]
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Korpuse pohjakate

Korpuse pohjakatte eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. akud.
3. Eemaldage korpuse pohjakattelt [1] 21 M2,5 x 5 kruvi ja eemaldage pohjakate [2] arvutilt.

Korpuse pohjakatte paigaldamine

1. Paigaldage korpuse pdhjakate arvuti p&hja [1] kulge.
2. Paigaldage 21 M2,5 x 5 kruvi [2] korpuse pdhjakattele.
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3. Paigaldage:
a. Akud
4. Jargige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

Klaviatuur

Klaviatuuri eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage akud.
3. Eemaldage kuus M2,5 x 5 kruvi klaviatuurilt [1] ja tdmmake ettevaatlikult klaviatuuri alumine serv lahti [2].
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B. Eemaldage neli M2 x 3 kruvi [1] klaviatuuri kattelt ja eemaldage kate arvutilt [2].
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6. Eemaldage lint klaviatuuri ja taustvalgustuse FPC-kaablil [1] ja eraldage see emaplaadist [2].

@l MARKUS: Klaviatuurile ja taustvalgustuse FPC-pistmikele emaplaadil ligi paasemiseks voib vaja minna pintsette.

7. Uhendage klaviatuur emaplaadi kiljest lahti [3].

Klaviatuuri paigaldamine

1. Paigaldage klaviatuur [1] ja Uhendage klaviatuur ning taustavalgus FPC emaplaati [2].
2. Kinnitage klaviatuur ja taustavalgus FPC Uhendused isolatsiooniteibiga [3].
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3. Paigaldage klaviatuuri kate [1] ja selle kinnitamiseks raami kulge pinguldage neli M2*3 kruvi [2].
4. Podorake klaviatuur [3] Umber raamile [3].

D
N
: I

B. Lukake klaviatuuri LCD [1] suunas, et viia see vastavusse kruviaukudega [2].
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6. Klaviatuuri kinnitamiseks arvuti kulge kruvige sellele kuus M2,5*5 kruvi.

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

WWAN-kaart

WWAN-kaardi eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud
b. Korpuse pohjakate

3. Eemaldage M2 x 3 kruvi [1] ja metallklamber [2] WWAN-kaardilt.
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4, Uhendage antennikaablid lahti [3] ja eemaldage WWAN-kaart [4] emaplaadi M.2 pesast.

WWAN-kaardi paigaldamine

1. Paigaldage WWAN-kaart emaplaadi M.2 pessa [1] ja ihendage antennikaablid [2].
2. Kinnitage WWAN-kaart metallklambri [3] abil ja keerake kinni tks M2,3 kruvi [4], mis kinnitab WWAN-kaardi emaplaadile.

3. Paigaldage:
a. korpuse pohjakate
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b. akud
4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

WLAN-kaart

WLAN-kaardi eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. Akud
b. Korpuse pdhjakate
3. Eemaldage tks M2 x 3 kruvi [1] ja eemaldage metallklamber [2] WLAN-kaardilt.
4. Uhendage antennikaablid [3] lahti ja eemaldage WLAN-kaart emaplaadi M.2 pesast [4].

WLAN-kaardi paigaldamine

1. Paigaldage WLAN-kaart emaplaadi M.2 pessa [1] ja Uhendage antennikaablid [2].
2. Asetage metallklamber WLAN-kaardile [3] ja kinnitage see Uhe M2 * 3 kruviga [4].
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3. Paigaldage:
a. akud
b. korpuse pdhjakate

4. Jéargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Globaalne positsioneerimissiisteem (GPS)

GPS-mooduli eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. Akud
b. Korpuse pdhjakate
3. Eemaldage induktiivlint GPS FPC-lidesest [1].
4, Uhendage GPS FPC-liides [2] ja antennikaabel GPS-moodulist [3] lahti.
B. Eemaldage kolm M2,5 * 5 kruvi [4] ja tdstke GPS-moodul emaplaadilt [5] maha.

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 77



GPS-mooduli paigaldamine

1. Asetage GPS-moodul oma kohale emaplaadil ja keerake kolm M2,5 x 5 kruvi GPS-moodulil kinni [2].
2. Uhendage antennikaabel [3], GPS-mooduli FPC-kaabel (emaplaadi esikilg) [4] ja kinnitage see lindi abil [5].
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3. Paigaldage:
a. Korpuse pdhjakate
b. Akud

4. Jéargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Malumoodulid

Malu eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. akud

b. korpuse pohjakate

3. Témmake malumoodulit [1] kinnitavaid klambreid, kuni pesa lahti tuleb, ja eemaldage mélumoodul emaplaadi mélupesast [2].
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Malu paigaldamine

1. Asetage malumoodul oma kohale piki vétmesélku [1] terava nurga all ja vajutage malumoodulit [2], kuni kinnitusklambrid kinnituvad.

2. Paigaldage:
a. akud
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b. korpuse p&hjakate
3. Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Nooppatarei

Nooppatarei eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Korpuse pohjakate

b. Akud

3. @ MARKUS: Nodppatarei eemaldamine v&i lahutamine véib lahtestada emaplaadi / BIOS-i / siisteemi aja vaikevaartusele voi
rakendada BitLockeri v8i mdne sarnase turvaprotokolliga seadmed.

Eemaldage ndoppatarei pistmik emaplaadist [1] ja eemaldage see slisteemist [2].

Nooppatarei paigaldamine

1. Paigaldage ndoppatarei [1] ja Uhendage nddppatarei pistmik emaplaadiga [2].
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2. Paigaldage:

a. korpuse pdhjakate
b. akud

3. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

PCle jahutusventilaatori koost

PCle jahutusventilaatori koostu eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud

b. Korpuse pdhjakate

3. Eemaldage kummist rdngas [1] ja SSD korpuse neli M2 x 3 kruvi.
4. Eemaldage ventilaatori neli M2,5 x 5 kruvi ja tks M2 x 3 kruvi dokkimisaluselt [2].
B. Eemaldage ventilaatorikaabel [3] ja tdstke PCle jahutusventilaatori koost [4] arvutist valja.
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6. Eemaldage neli M2 x 3 kruvi [1], et eraldada jahutusradiaator ventilaatori kiljest [2].

PCle jahutusventilaatori koostu paigaldamine

1. Kinnitage ventilaator jahutusmooduli koostu kulge [1] ja kinnitage see nelja M2 x 3 kruviga [2].
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2. Uhendage ventilaatori kaabel emaplaadiga [1] ja paigaldage PCle jahutusventilaatori koost korpuse kiilge [2].
3. Paigaldage ventilaatori korpusele kummist réngas [3] ja neli M2,5 x 5 kruvi.
4. Paigaldage neli M2 x 3 kruvi SSD korpuse kulge ja ks M2 x 3 kruvi dokkimisalusele [4].

5. Paigaldage:
a. Korpuse pdhjakate
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b. Akud
6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Primaarse SSD alus

Primaarse SSD aluse eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. Akud
b. primaarne SSD
¢. Korpuse pohjakate
d. PCle jahutusmooduli koost
3. Eemaldage induktiiviint SSD FPC-pistmikult [1] emaplaadil ja Uhendage see lahti [2].
4. Eemaldage 6 M2 x 3 kruvi [3] ja eemaldage see arvutist [4].

Primaarse SSD aluse paigaldamine

1. Uhendage SSD-kaabel [1] emaplaadiga, kinnitage see lindi [2] abil.
2. Paigaldage primaarse SSD alus [3] emaplaadile ja keerake kinni kuus M2 x 3 kruvi [4], et kinnitada see emaplaadi kilge.
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3. Paigaldage:
a. PCle jahutusventilaatori koost
b. Korpuse pdhjakate
C. primaarne SSD
d. Akud

4. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Dokkimisliidese koost

Dokkimisliidese koostu eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud

b. Korpuse pdhjakate

c. PCle jahutusmooduli koost

3. Eemaldage dokkimislidese FPC-kaablit kinnitav lint [1] ja lahutage dokkimislidese FPC-kaabel [2].
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5. Eemaldage neli M2,5 * 5 kruvi [1] ja eraldage dokkimisplaadi koost korpusest [2].
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Dokkimisliidese koostu paigaldamine

1. Paigaldage dokkimislidese koost [1] ja paigaldage neli M2,5 x 5 kruvi [2], mis kinnitavad selle emaplaadi kilge.

2. Uhendage dokkimislidese FPC-kaabel [1] ja kinnitage see lindi abil [2].
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4. Paigaldage:

a. PCle jahutusmooduli koost
b. Akud
C. Korpuse pdhjakate

B. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Jahutusmooduli koost

Jahutusmooduli koostu eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud

b. Korpuse pdhjakate

c. WLAN-kaart
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d. WWAN-kaart
e. PCle jahutusventilaatori koost
f.  Dokkimisliidese koost

3. @ MARKUS: Tellimuse konfiguratsiooni Uksikasjadest olenevalt voib stisteemil olla tiks jahutusmooduli koostudest.

DSC

jahutusmooduli koost

Eemaldage antennikaablid jahutusradiaatori torul olevate sakkide kuljest.

4. Eemaldage viis M2,5 x 5 kruvi [1] ja kaks M1,6 x 5 kruvi [2] termomoodulilt.
5. Tostke jahutusmooduli koost arvuti kiljest &ra [3].
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@l MARKUS: Diskreetsetel ja UMA pdhjadel on erinevat tttipi jahutusmoodulid.

Jahutusmooduli koostu paigaldamine

1. Paigaldage jahutusmooduli koost [1] arvutisse ja keerake kinni kaks M1,6 x 5 [2] kruvi CPU I&hedal.
2. Paigaldage viis M2,5 x 5 kruvi [3] termomoodulile, kinnitades selle emaplaadile.

3. Suunake antennikaablid piki marsruutimiskanalit jahutustorul.
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4. Paigaldage:

Dokkimisliidese koost

PCle jahutusmooduli koost

WWAN-kaart

WLAN-kaart

Korpuse pdhjakate

Akud

5. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

-9 a0 oo

Tagumine I/0-paneel

Tagumise S/V-ploki eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

@l MARKUS: Tagumise S/V piirkonnas asuvate pesapeakruvide eemaldamiseks/paigaldamiseks tuleks kasutada 5 mm mutrivotit

2. Eemaldage:

Akud

WLAN-kaart

WWAN-kaart

PCle jahutusventilaatori koost
Dokkimisliidese koost

korpuse pdhjakate

~o Qo0 CTo

Jargmised epoksiikruvide asukohad vajavad tdiendavat tdhelepanu. Nende kruvide eemaldamine on
keeruline ja eemaldamise ajal voib esineda kahjustusi. Kruvide ja limbritsevate plastosade kahjustamise valtimiseks
kasutage iga kruvitiilibi jaoks diget kruvikeerajat .

3. Avage tagumine S/V-luuk [1] ja eemaldage kaks 5,5 mm suurust epoksii-pesapeakruvi jadapordilt [2].

92 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



4. Eemaldage induktiiviint S/V-paneeli FPC-lideselt [1] ja Uhendage see lahti [2].

5. Tostke S/V-paneel stisteemi kiljest ra.
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Tagumise S/V-paneeli paigaldamine

1. Paigaldage tagumine S/V-paneel emaplaadile ja libistage jadaport 1abi esipaneeli .

(Dl MARKUS: Kruvid saab tagumisel S/V-tiitarplaadil kinni keerata ainult parast dokkimislidese koostu paigaldamist.

2. Uhendage S/V-paneeli FPC-kaabel [1] emaplaadiga ja seejarel S/V-paneeliga [2].
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3. Avage tagumine luuk [1] ja keerake tagumises S/V-plokis kinni jadapordi kaks epoksti-pesapeakruvi [2].

4. Paigaldage jargmised komponendid.

a.

®Poo0ym

f.

B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Dokkimisliidese koost

PCle jahutusventilaatori koost
WWAN-kaart

WLAN-kaart

Korpuse pdhjakate

Akud

Q.
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Liigendikatted

Liigendikatete eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud
b. Korpuse pdhjakate
¢. Jahutusradiaator
3. Eemaldage kaks M2,5 x 5 kruvi mélemal kdljel [1] ja t&stke klambrid [2] arvutist vélja.

B4

4. Vajutage sulgurit [1] ja avage LCD-kaas [2].

B. Hoidke LCD-kaas nurinurga all ja likake ligendikatteid tagumisest otsast arvutist eemaldamiseks.
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Liigendikatete paigaldamine

1. Vajutage sulgurit [1] ja avage LCD-kaas [2].

2. Hoidke LCD-kaas nurinurga all ja paigaldage ligendikate esikuljelt, kuni see oma kohale kidpsatab.

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 97



3. Paigaldage klambrid [1] ja kinnitage kahe M2,5 x 5 kruvi abil mélemal kdljel [2].

4. Paigaldage:
a. Jahutusradiaator
b. Korpuse pdhjakate
c. Akud
B. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

98 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



Ekraanisolm

Ekraanisolme eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

Akud

Korpuse pohjakate

PCle jahutusmooduli koost

Dokkimisliidese koost

WLAN-kaart

WWAN-kaart

GPS-moodul

Jahutusradiaatori sélm

. Liigendikatted

3. Eemaldage kaks M2 x 3 kruvi [1] EDP-klambrilt ja po¢rake see Umber [2].
4. Tdmmake ja Uhendage EDP-kaabel emaplaadist [3] lahti ja votke antennikaablid [4] lahti.

TJQ@ 0 o000

B. Avage LCD-kaas.
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6. Jargmised epoksiikruvide asukohad vajavad tdiendavat tahelepanu. Nende kruvide eemaldamine on
keeruline ja eemaldamise ajal v6ib esineda kahjustusi. Kruvide ja imbritsevate plastosade kahjustamise valtimiseks
kasutage iga kruvitiibi jaoks diget kruvikeerajat .

Keerake hingedelt lahti neli epokstikruvi [1] ja neli kruvi hingede taga, et eraldada LCD-koost arvutist [2].

Ekraanikoostu paigaldamine

1. Keerake kinni neli epoksukruvi vasakul [1] ja paremal [2] kuljel ning neli epoksukruvi hingede taga.
2. Sulgege kaas [3].
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3. Uhendage EDP-kaabel emaplaadiga [1], asetage EDP-klamber [2] pistmikule.
4. Paigaldage kaks M2 x 3 kruvi [3], mis kinnitavad EDP-pistmiku emaplaadile, ja keerake antennikaablid uuesti kinni [4].

B. Paigaldage jargmised komponendid.
a. Liigendikatted

Jahutusradiaator

GPS-kaart

WLAN-kaart

WWAN-kaart

PCle jahutusmooduli koost

Dokkimisliidese koost

Korpuse pohjakate
i. Akud

6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Te@ oo T
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LCD-raami ja tagakaane koost.

LCD-ekraani eemaldamine koos raami ja kuvari tagakaanekoostuga

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

Akud

Korpuse pdhjakate
WLAN-kaart
WWAN-kaart

PCle jahutusmooduli koost
Dokkimisliidese koost
Jahutusradiaator
Liigendikatted
Ekraanimoodul

o

" T@ e aa00T

3. Neli M2,5 kruvi pdhjal hingede lahedal on epoksiikattega kruvid. Olge kruvide eemaldamise ajal
ettevaatlik, et valtida kruvipea sdlkude rikkumist.

Keerake lahti 12 M2,5 kruvi tagakaanelt.

4. Jargmised epoksiikruvide asukohad vajavad tdiendavat tdhelepanu. Nende kruvide eemaldamine on
keeruline ja eemaldamise ajal vdib esineda kahjustusi. Kruvide ja limbritsevate plastosade kahjustamise valtimiseks
kasutage iga kruvitiiiibi jaoks diget kruvikeerajat .

Eemaldage neli M2,5 epoksiidkruvi, mis kinnitavad raami tagakaanele [1], ja tdmmake ettevaatlikult alumine serv lahti, et eraldada kaks
alamkoostu [2].
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5. Toémmake lahti lint LCD Uhendustel [1] ja avage pistmik [2], et eemaldada EDP-kaabel [3] LCD-It.
6. Tommake lahti lint puuteliitmikul [4] ja lahutage litmiku EDP-kaabel [5].

Vedelkristallekraani paigaldamine koos raami ja tagakaanega

1. Asendage LCD litmiku EDP-kaabel [1] ja sulgege sulgur [2].
2. Kinnitage liitmik kleeplindi abil [3] .
3. Uhendage puutekontrolleri kaabel [4] ja kasutage pistikupesas isolatsioonilinti [5].
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4. Joondage ja asetage raam tagakaanele [1] ja kinnitage see nelja M2,5 epokstikruviga [2].

5. Neli M2,5 kruvi pdhjal hingede lahedal on epoksiikattega kruvid. Olge kruvide paigaldamise ajal
ettevaatlik, et valtida kruvipea sdlkude rikkumist.

Paigaldage 12 M2,5 kruvi, et kinnitada tagakaas raamikoostuga LCD-ekraani kulge.
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6. Paigaldage jargmised komponendid.

a.

7. Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

ST@ e a0

Ekraanikoost.
Liigendikatted
Jahutusradiaator

PCle jahutusmooduli koost
Dokkimisliidese koost
WWAN-kaart
WLAN-kaart

Korpuse p&hjakate

Akud

Mikrofon

Mikrofoni eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

o

3. Keerake lahti kaks M2 * 3 kruvi [1] ja keerake mikrofoni titarplaat [2] Gmber.

T T SQ o000

Akud

Korpuse pdhjakate

Malu

WLAN-kaart
WWAN-kaart

PCle jahutusmooduli koost
Dokkimisliidese koost
Jahutusradiaator
Liigendikatted
ekraanikoost;

LCD-raami ja tagakaane koost.
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4. Eemaldage kummist kate [1] ja isoleerlint [2] ning Uhendage EDP-kaabli lidesed [3] lahti.

Mikrofoni paigaldamine

1. Uhendage EDP-kaabel mikrofoni tiitarplaadiga [1] ja kinnitage see lindi abil [2].
2. Vahetage kummist kork [3] vélja ning suruge see pistmikule.
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4. Paigaldage:
a.

LCD-ekraan koos raamikoostuga.
ekraanikoost;
Liigendikatted
Jahutusradiaator
PCle jahutusmooduli koost
Dokkimisliidese koost
WWAN-kaart
WLAN-kaart
Korpuse pdhjakate
j.- Akud
B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Kaamera

Kaamera eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. akud
b. korpuse pdhjakate
Cc. malu
d. WLAN-kaart
e. WWAN-kaart
f.  PCle jahutusmooduli koost
g. dokkimislidese koost
h. jahutusradiaator
i. ligendikatted
j.  ekraanikoost
k. LCD-raamija tagakaane koost.
3. Eemaldage kaamera mooduli peegeldav lint [1] ja EDP-kaablit [2] kaameramoodulile kinnitav isolatsioonilint.
4. Uhendage EDP-kaabel kaameramoodulist [3] lahti ja eemaldage kolm M2 * 3 kruvi [4].
5. Tostke kaameramoodul tagakaanest [5] eemale, et see arvutist eemaldada.

Arge puudutage kaamera objektiivi, mis on koos raamiga LCD kiilge sulatatud.

Kaamera paigaldamine

1. Paigaldage kaameramoodul [1] tagakaanele ja paigaldage kolm M2 x 3 kruvi. kruvi [2].
2. Uhendage EDP-kaabel kaameramooduliga [3], kleepige EDP-pistmikutele isolatsioonilint [4].
3. Kinnitage kaameramoodul tagakaanele peegeldava lindi abil [5].
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4. Paigaldage:

LCD-ekraan koos raamikoostuga
ekraanikoost

ligendikatted

jahutusradiaator

PCle jahutusmooduli koost
dokkimisliidese koost
WWAN-kaart

WLAN-kaart

korpuse pdhjakate

akud

5. Jargige protseduuri jactises Péarast arvuti sees toimetamist.

Akusahtel

Rt =B I W I < )

Akusahtli eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

a. Akud
b. Korpuse pohjakate
¢. PCle jahutusmooduli koost

3. Olge kaabli eemaldamisel vdaga ettevaatlik, kuna piiratud ruumi téttu véib kaabel kergesti kuhugi
vahele jadda voi painduda, mille tulemusel saab see kahjustada.

Eraldage mé&lemad akulihendused emaplaadi kiljest.
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4. Eemaldage viisteist M2,5 x 5 kruvi [1], mis kinnitavad akusahtli korpuse kilge ja tdstke akusahtel [2] arvutist valja.

Akusahtli paigaldamine

1. Paigaldage akusahtel [1] arvutisse ja keerake kinni viisteist M2,5 x 5 kruvi [2] , et see korpuse kulge kinnitada.
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2. Uhendage akukaablid emaplaadiga.

3. Paigaldage:
a. PCle jahutusmooduli koost
b. Akud
C. Korpuse pdhjakate
4. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Vasakpoolne 1/0-paneel

Vasakpoolse |/0-tutarplaadi eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. akud
b. korpuse pohjakate
c. PCle jahutusventilaatori koost
d. akusahtel
3. Eemaldage induktiiviint [1] vasakpoolse I/O-tutarplaadi FPC-pistmikult, lahutage see emaplaadist [2].
4. Viige FPC-kaabel labi seinaava [3] ja lahutage kdlarikaabel vasakpoolsest I/O-titarplaadist [4].

B. Keerake lahti kaks M2 x 5 kruvi [1] ja t&stke vasakpoolne I/O-tUtarplaat arvutist vélja [2].
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Vasakpoolse 1/0-paneeli paigaldamine

1. Paigaldage vasakpoolne I/O-tutarplaat [1] ja kinnitage see kahe M2 x 3 kruviga [2] arvuti kllge.

2. Viige FPC-kaabel I&bi seinaava [1] ja Uhendage see emaplaadi kulge [2].
3. Kinnitage FPC-pistmik isolatsioonilindiga [3] ja Uhendage kolarikaabel [4] vasakpoolse I/O-tutarplaadiga.
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4. Paigaldage:

a.
b.
c.
d.

akusahtel

PCle jahutusventilaatori koost
Korpuse pdhjakate

Akud

5. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kiipkaart

Kiipkaardilugeri eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a.
b.
c.
d.

Akud

Korpuse pohjakate

PCle jahutusmooduli koost
akusahtel

3. Eemaldage lint kiipkaardilugeri pistmikult [1] ja lahutage see [2] USH-plaadist.
4. Eemaldage lint sérmejaljelugeri pistmikult [3] ja lahutage see USH-plaadist [4].

14
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5. Eemaldage kaks M2 x 3 kruvi [1], mis kinnitavad USH-plaadi pdhja kilge, ja keerake selle Glemine pool allapoole [2].

6. Eemaldage lint [1] ja lahutage kiipkaardilugeri FPC-pistmik [2] USH-plaadist.
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Kiipkaardilugeri installimine

1. Asetage kiipkaardi luger 1/0-esipaneeli [1] kaudu kohale ja paigaldage neli M2 x 3 kruvi, et kinnitada see pdhjakorpuse kulge [2].
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2. Uhendage kiipkaardi FPC-pistmik USH-plaadi alumisele kiiliele [1] ja kinnitage see lindi [2] abil.

3. Paigaldage kaks M2 x 3 kruvi [1] ja pddrake USH-plaat Umber, et see korpuse kulge kinnitada [2].
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4. Uhendage kiipkaardi FPC-pistmik [1] ja kinnitage see lindiga [2].
5. Uhendage sérmejaljeluger FPC-kaabel [3] ja kinnitage see USH-plaadile lindi [4] abil.

6. Paigaldage:
a. akusahtel
b. PCle jahutusmooduli koost
c. Korpuse pdhjakate
d. Akud

7. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

18 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



ExpressCardi lugeja

Ekspresskaardi lugeri eemaldamine

1. Jérgige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
Akud
Korpuse pohjakate
PCle jahutusmooduli koost
akusahtel
vasakpoolne |/O-tltarplaat
f. Kiipkaart
3. Eemaldage lint ekspresskaardi FPC-pistmikel [1] ja lisalint emaplaadi pistmikul [2].
4. Lahutage ekspresskaardi FPC-pistmik [3] ja viige see labi seinaava [4].

a0 oTo

5. Eemaldage kaks kruvi, mis hoiavad emaplaati, ja kuus M2 x 5 kruvi, mis hoiavad kiipkaarti arvuti kiljes [1]
6. Tostke Ules ja eemaldage ekspresskaart, et see arvuti klljest eemaldada [2].
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Ekspresskaardi lugeri paigaldamine

1. Joondage ja asetage ekspresskaardi luger [1] arvutile ja kinnitage esipaneel kahe kruviga.
2. Paigaldage neli M2 x 5 kruvi, kinnitades ekspresskaardi lugeri arvuti kilge [2].

3. Viige ekspresskaardi FPC-kaabel labi seinaava [1] ja sisestage FPC-kaabel [2] emaplaadile.
4. Kinnitage Uhendus FPC-kaablil lindi abil [3] ja kinnitage sellele lisalint [4].
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B. Paigaldage:

WWAN-kaart
WLAN-kaart

PCle jahutusmooduli koost
Akud

Korpuse pdhjakate

®Papoo

6. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kolar

Kolari eemaldamine

1. Jargige toimingut jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:

Akud

Korpuse pdhjakate

PCle jahutusmooduli koost

Kaepide

vasakpoolne |/O-tltarplaat

. akusahtel

~oQap oo

3. Eemaldage kaks M2,5 x 7 kruvi [1] ja eemaldage kolar arvutist [2].
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Kolarite paigaldamine

1. Asetage kolarid [1] oma kohale arvutis ja paigaldage kaks M2,5 x 7 kruvi, et kinnitada kolar alusele [2].

2. Paigaldage:

Akusahtel

Kaepide

vasakpoolne |/O-tltarplaat

PCle jahutusmooduli koost

Dokkimisliidese koost

Korpuse pohjakate

Akud

3. Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.
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Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

1. Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

oS g—FT— 5@ 0 Q00D

Akud

Korpuse pdhjakate
Klaviatuur

PCle jahutusmooduli koost
Dokkimisliidese koost
Primaarne SSD
Sekundaarne SSD
Jahutusradiaator
Malu

WLAN-kaart
WWAN-kaart
GPS-moodul

. Primaarse SSD alus

Akusahtel
Tagumine S/V-paneel

3. Eemaldage kleeplint [1], lahutage ja tostke SSD-ODD-koost [2] emaplaadilt ara.
4. Eemaldage [3] puutepadja litmikutelt ja Uhendage see emaplaadilt [4] lahti.

B. Avage tagumine S/V-luuk [1] ja eemaldage kaks epoksi-pesapeakruvi emaplaadi [2] jadapordist.
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6. Avage tagumine S/V-luuk [1] ja eemaldage kaks epoksi-pesapeakruvi tagumisest S/V-plokist [2].

7. Eemaldage M2 x 3 kruvi [1], et votta alalisvoolusisendi kaabel [2] kruvipostist lahti.
8. Uhendage alalisvoolusisendi litmik [3] emaplaadilt lahti.
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10. Eemaldage lint [1] ja Uhendage tagumine S/V-plaadi FPC-liides [2] emaplaadilt lahti.
1. Eemaldage lint [3] ja Uhendage lahti aku indikaatori LED-kaabel [4].
12. Eemaldage lint [5] ja Uhendage dokkimisplaadi FPC-liides [6] emaplaadilt lahti.
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13. Eemaldage lint [1], et Uhendada vasakpoolne S/V-plaadi FPC-pistik [2] lahti ja lUkata see |&bi seinaava [3].
14. Tommake lahti kleeplint ekspresskaardi FPC-lidestelt [4] ja téiendav kleeplint emaplaadi lideselt [5].
15. Uhendage lahti ekspresskaardi FPC-liides [6] ja viige see labi seina silla [7].

16. Eemaldage lint [1] ja Uhendage toitenupu FPC-lides [2] emaplaadilt lahti.
17. Eemaldage kleeplint [3] ja Uhendage USH-plaadi FPC ja puuteplaadi lidesed [4] emaplaadilt lahti.
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18. Eemaldage kaks M2,5 x 5 kruvi ja kaks M1,6 x 3,0 kruvi [1] C-tutpi USB-klambrilt.
19. Eemaldage C-tuupi USB-klamber [2].

20. Eemaldage Uheksa M2,5 x 5 kruvi [1], kolm M2 x 3 kruvi, [2] ja eemaldage emaplaat [3] arvutist.
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Emaplaadi paigaldamine

1. Paigaldage emaplaat, sisestades jadapordi labi korpuse [1] emaplaadile, ja paigaldage Uheksa M2,5 x 5 kruvi [2] ja kolm M2 x 3 kruvi [3]
emaplaadile.

2. @ MARKUS: Emaplaadi paigaldamisel peavad tehnikud tagama, et nii akukaablid (esimene ja teine aku) kui ka FPC-kaablid
(vasakpoolse S/V-paneeli FPC ja ekspresskaardi lugeri FPC) ei pigistataks emaplaadi alla.

Paigaldage C-tulpi USB-klamber [1] ning kinnitage see kahe M2,5 x 5 kruviga ja kahe M1,6 x 3,0 kruviga emaplaadile [2].
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3. Uhendage toitenupu kaabel [1] emaplaadi kiilge ja kinnitage see lindi abil [2].
4, Uhendage USH-plaat ja puuteplaadi kaabel [3] emaplaadi kiilge ja kinnitage see lindi abil [4].

B. Paigaldage vasakpoolse S/V-paneeli FPC-kaabel 1&bi seinaava [1] ja Uhendage see emaplaadiga [2], kinnitades selle lindi abil [3].
6. Eemaldage lint [4] ekspresskaardi FPC-pistmikult ja Ghendage see emaplaadiga [5].
7. Paigaldage lint tagasi pistmikule emaplaadil [6] ja kinnitage see lisalindi abil [7].
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8. Uhendage tagumise S/V-paneeli FPC-kaabel [1] emaplaadi kiilge ja kinnitage see lindi [2] abil.
9. Uhendage aku indikaatori LED-kaabel [3] emaplaadi kilge ja kinnitage see lindi abil [4].
10. Uhendage dokkimisliidese FPC-kaabel [5] ja kinnitage see lindi abil [6].

1. Uhendage EDP-kaabel ja asetage EDP-klamber pistmikule [2].
12. Paigaldage kaks M2 x 3 kruvi, mis kinnitavad EDP-kaabli emaplaadile [3].
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13. Seadke alalisvoolusisendi kaabel piki kruvitihvti [1] oma kohale ja tdmmake seda, jattes emaplaadi kruviava vabaks.
14. Uhendage alalisvoolusisendi kaabel [2] ja paigaldage ilks M2 x 3 kruvi [3] emaplaadile.

15. Avage mdlemad tagumised luugid [1] ja paigaldage kaks epoksU-pesapeakruvi tagumisse S/V-plokki [2].
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16. Avage mdlemad tagumised luugid [1] ja paigaldage emaplaadi jadapordile [2] kaks epoksii-pesapeakruvi.

17. Uhendage puuteplaadi pistmikud emaplaadiga [1] ja kinnitage see kleeplindi abil [2].
18. Uhendage SSD-ODD-koost [3] ja kinnitage see kleeplindi abil [4].
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19. Paigaldage jargmised komponendid.
Tagumine S/V-paneel
Akusahtel
Primaarse SSD alus
GPS-moodul
WWAN-kaart
WLAN-kaart
Malu
Jahutusradiaator
Sekundaarne SSD
Primaarne SSD
Dokkimisliidese koost
PCle jahutusmooduli koost

. Klaviatuur
Korpuse p&hjakate
Akud
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20. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Optiline draiv

Optilise draivi eemaldamine

1. Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2. Eemaldage:
a. akud
b. korpuse p&hjakate
c. klaviatuur
d. PCle jahutusmooduli koost
e. dokkimisliidese koost
f.  primaarne SSD
g. sekundaarne SSD
h. jahutusmooduli koost
i. malu
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WLAN-kaart
WWAN-kaart
GPS-moodul
. primaarse SSD alus
akusahtel
tagumine I/O-paneel
emaplaat
3. Eemaldage kaks fiksaatorit, mis kinnitavad seinaava korpuse kilge.
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4. Eemaldage kuus M2,5 * 5 kruvi seinaava osalt [1] ja eemaldage see arvuti [2] kiljest.

B. Eemaldage kaks M2 * 2 kruvi [1] ja Uhendage SSD/ODD FPC-moodul [2] lahti.
6. LUkake sulgurit [3], et teha lukust lahti parem 1/0-luuk ja see avada [4].
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7. Eemaldage kaks M2 * 3 kruvi [1] ja tdmmake optiline draiv arvutist valja [2].

Optilise draivi paigaldamine

1. Paigaldage optiline seade arvutisse [1] ja paigaldage kaks M2 * 3 kruvi [2], mis kinnitavad optilise draivi korpuse kulge.
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2. Uhendage optiline draiv ODD/SSD FPC-moodulisse [1] ja paigaldage kaks M2 * 2 kruvi [2].
3. Sulgege parem I/0O-luuk [3] ja likake sulgur lukustusasendisse [4].

GE’

4. Joondage ja asetage paika seinaava [1] ning paigaldage seinaava piirkonda kuus M2,5 * 5 kruvi, et kinnitada see korpuse kulge [2].
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B. Paigaldage fiksaatorid, mis kinnitavad seinaava korpuse klge.

6. Paigaldage:

a.

k.

b
(¢
d.
e.
f.
g
h
.

ji

emaplaat

. tagumine I/O-paneel
. akusahtel

primaarse SSD alus
GPS-moodul
WWAN-kaart

. WLAN-kaart

malu
jahutusradiaator
sekundaarne SSD
primaarne SSD
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7.

P
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dokkimisliidese koost
. PCle jahutusmooduli koost
klaviatuur
korpuse pdhjakate
akud
Jérgige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

© =237

©

ohjakoost

Jérgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
Péhjakoostu vahetamiseks eemaldage vanalt pdhjalt jargmised komponendid:
Kaepide

Lukustatud luugid

Akud

Sekundaarne SSD
primaarne SSD

kdvaketta kandur

Korpuse p&hjakate
Klaviatuur

WWAN-kaart
WLAN-kaart

GPS-moodul

Malu

. Nooppatarei

PCle jahutusmooduli koost
primaarse SSD alus
Dokkimisliidese koost
Jahutusradiaatori sdlm
Tagumine S/V-paneel
Ekraanimoodul

primaarse SSD alus
akusahtel

Vasakpoolne S/V-paneel
Kiipkaart

Ekspresskaart

Emaplaat

Optiline draiv
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Uhendage uuesti jargmised komponendid.
Toitenupp

Kdlarid

Alalisvoolusisendi kaabel
Sekundaarne SSD-/0DD-koost
USH-plaat

Puuteplaat

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



@l MARKUS: Vaadake tellimuse tksikasju, et maarata pdhjakorpuse koostu alamkomponentide tapsed tehnilised andmed.

4. Paigaldage uuele pohjale jargmised komponendid.
Optiline draiv
Emaplaat
Ekspresskaart
Kiipkaart
Vasakpoolne S/V-paneel
Akusahtel
primaarse SSD alus
Ekraanimoodul
Tagumine S/V-paneel
Jahutusradiaatori s6lm
Dokkimisliidese koost
primaarse SSD alus

. PCle jahutusmooduli koost
Nobppatarei
Malu
GPS-moodul
WLAN-kaart
WWAN-kaart
Klaviatuur
Korpuse pdhjakate
Kovaketta kandur
primaarne SSD

. Sekundaarne SSD
Akud
Lukustatud luugid
Kaepide
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B. Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.
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Diagnostika

Selles peatUkis kirjeldatakse Delli slisteemide diagnoosimiseks sisseehitatud térkeotsingu funktsioone. Loetletakse ka abijuhiseid koos iga
diagnostikameetodiga seotud teabega.

Teemad:

¢ ePSA-diagnostika

*  LCD sisseehitatud enesetest (BIST)
e Aku olekutuled

*  Diagnostika LED

*  Wi-Fi-toitetstkkel

. BIOS-i taastamine

¢ BIOS-i varskendamine

*  Iseparandamine

ePSA-diagnostika

ePSA diagnostika (nimetatakse ka sisteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara taieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS
kéivitab selle sisemiselt. Manustatud ststeemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete voi seadmegruppide jaoks, voimaldades
teha jargmist.

Kaitada teste automaatselt voi interaktiivses reziimis

Teste korrata

Testitulemusi kuvada voi salvestada

Vaadata teste Ule, et lisada tdiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta

Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt I6pule viidud

Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal iimnenud probleemidest

MARKUS: Naidatakse akent Enhanced Pre-boot System Assessment (Taiustatud algkaivituseelne siisteemi hindamine), milles on
loetletud k&ik arvutis tuvastatud seadmed. Diagnostika hakkab kaivitama teste ko&igil tuvastatud seadmetel.

ePSA-diagnostika kasutamine

Diagnostika katkestamine allpool kirjeldatud meetodite abil.

e Delli tervitusekraani ilmumisel puudutage klaviatuuril klahvi F12, kuni kuvatakse teade Diagnostic Boot Selected (Diagnostika
alglaadimine valitud).

o Uhekordse alglaadimismentiti ekraanil valige tles/alla noolenuppudega valik Diagnostics (Diagnostika) ja seejarel vajutage klahvi
Enter (Sisene).

e \ajutage ja hoidke all klaviatuuri klahvi Funktsioon (Fn) ja stisteemi sisselllitamiseks vajutage nuppu Power button (Toitenupp).

ePSA kasutajaliides

See jaotis sisaldab teavet ePSA 3.0 pdhi- ja taiustatud ekraanide kohta.

ePSA avab kaivitusel pdhiekraani. Taiustatud ekraanile lUlitumiseks kasutage ekraani all asuvat noole ikooni. Taiustatud ekraan naitab
tuvastatud seadmeid vasakus veerus. Kindlat katset saab lisada voi vélistada ainult interaktiivses reziimis.

ePSA podhiekraan

P&hiekraanil on v8imalikult vahe nuppe, et kasutajal oleks diagnostika kéaivitamiseks ja peatamiseks hdlbus navigeerida.
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Serce Tag

ePSA tdiustatud ekraan

Taiustatud ekraan vdimaldab tdpsemat katsetamist ja sisaldab Uksikasjalikumat teavet ststeemi Uldise seisundi kohta. Selle ekraani
avamiseks tuleb kasutajal lihtsalt pthkida sdrme puutetundlikes stisteemides vasakule vdi kidpsata pdhiekraani alumises paremas servas
jargmise lehe nuppu.
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Kindla seadme katsetamine voi kindla katse tegemine

1. Diagnostikakatse kéaivitamiseks kindlal seadmel vajutage klahvi Esc ja diagnostikatesti peatamiseks kidpsake nuppu Yes (Jah).

2. Valige vasakust paanist seade ja kipsake valikut Run Tests (Kaivitage katse) voi kasutage koikide katsete kaasamiseks voi
valistamiseks suvandit Advanced Option (Taiustatud valik).

ePSA veateated

Kui Dell ePSA diagnostika tuvastab tddtamisel vea, peatatakse katse ja kuvatakse jargmine aken.
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

ves  |[_ Mo [ Remy Ll

e Kui vastate Yes (Jah), jatkab diagnostika jargmise seadme katsetamist ja vea Uksikasjad on saadaval kokkuvotvas aruandes.
e Kui vastate No (Ei), I6petab diagnostika Ulejgédnud katsetamata seadmete katsetamise.
e Kui vastate Retry (Korda), eirab diagnostika viga ja taaskaivitab viimase katse.

Salvestage veakood kinnitamiskoodiga voi skannige QR-kood ja vétke Uhendust Delliga.

@ MARKUS: Nuiid saavad kasutajad vea korral piiksuva heli koodi vaigistada, kldpsates veaakna alumises paremas servas ‘N
(Vaigista).

@l MARKUS: Maned konkreetsete seadmete testid nduavad kasutaja tegevust. Diagnostikatestide tegemise ajal olge alati arvuti juures.

Valideerimistooriistad

See jaotis sisaldab teavet SupportAssist ePSA, ePSA voi PSA veakoodide valideerimise kohta.
Veakoodi valideerimist saab teha allpool toodud kahe meetodi abil.

e \/eebipohine taiustatud algkaivituseelse stisteemihindamise valideerimistodriist.
e (QR-skaneerimine nutitelefonil, kasutades rakendust QR APP.

Veebipdhine SupportAssisti integreeritud diagnostika, ePSA voi PSA
veakoodide kontrollimise tooriist

Kasutusjuhend

1. Kasutaja saab teavet SupportAssisti veaaknast.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell.comidiagnostics or with technical support. Ulse a mobila dewice to
scan the OR code to continve troubleshooting.

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Navigeerige asukohta https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Sisestage veakood, kinnitamiskood ja hooldusmérk. Osa seerianumber on valikuline.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code
Service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

MARKUS: Veakoodi puhul kasutage ainult koodi kolme v&i nelja viimast numbrit. (kasutaja saab 2000-0142 asemel sisestada 0142
voi 142.)

4. Kuikoik vajalikud andmed on sisestatud, kidpsake nuppu Submit (Esita).
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https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis

Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Kehtiva veakoodi ndide

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Parast digete andmete sisestamist suunavad e-t6driistad kasutaja Ulaltoodud ekraanile, mis sisaldab jargmist teavet.

e Veakoodi ja tulemuse kinnitamine
e Soovitatava osa asendamine

Diagnostika 145



e Kui kliendil on endiselt digus Delli garantiile
e Juhtumi viitenumber, kui hooldusmérgi all on avatud juhtum

Vale veakoodi nédide

Error Code (without 0141
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag I *

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid eP5A request, please check your details and try again.

Rakenduse QR-koodiga kinnitamise tooriist

Peale veebipodhise tooriista kasutamise saavad kliendid veakoodi valideerida ka QR-koodi nutitelefoni rakendusega skannides.

1. Kasutaja saab QR-koodi hankida SupportAssisti integreeritud diagnostika térkekuvalt.

2. QR-koodi skannimiseks saab kasutaja nutitelefoni abil kasutada mis tahes QR-koodi skanneri rakendust.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. QR-koodi skanneri rakendus skannib koodi ja loob automaatselt lingi. Jatkamiseks kidpsake linki.
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f r
i i Barcode Scanner HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Metadata L

Open browser Share via email Share via SMS

Loodud link viib kliendi Delli tugiteenuste veebisaidile, mis sisaldab jargmist teavet.

Veakoodi ja tulemuse kinnitamine

Soovitatava osa asendamine

Kui kliendil on endiselt digus Delli garantiile

Juhtumi viitenumber, kui hooldusmérgi all on avatud juhtum
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Vostro 20 All-in-One 3055
Serdoe Tog Express Service Code;

Add ko My Prediscts Lk

o & different praduct

G:l Manuals {::] Waranty @ System configumation

Diagnostics
n Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
D”\“rers & dgw n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
X troubleshoot problems or you may be presented with a request 1o replace pats,
General maintenance il o

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile
ESA 141 @ Fadled

LCD sisseehitatud enesetest (BIST)

Delli stilearvutitel on sisseehitatud diagnostikatdoriist, mis aitab teil kindlaks teha, kas teie kogetud ekraani kdrvalekalle on Delli stlearvuti
LCD-ekraanile omane probleem véi videokaardi (GPU) ja arvuti seadistustega kaasnev probleem.

Kui markate ekraani kérvalekaldeid, nagu vilkumine, moonutus, selguse probleemid, hagune voi udune pilt, horisontaalsed voi vertikaalsed
jooned, varvi kadumine jne, on alati soovitatav eraldada LCD (ekraan), kéivitades sisseehitatud enesetesti ( BIST).

LCD BIST-testi kdivitamine

Lulitage Delli stlearvuti vélja.

Eemaldage valisseadmed, mis on sillearvutiga (ihendatud. Uhendage stilearvutiga ainult vahelduvvooluadapter (laadija).

Veenduge, et LCD (ekraan) oleks puhas (ekraani pinnal ei ole tolmuosakesi).

LCD sisseehitatud enesetesti (BIST) reziimi sisenemiseks hoidke alla nuppu D ja liilitage siilearvuti sisse. Hoidke D-klahvi all seni, kuni
LCD-ekraanile imuvad varviribad.

Ekraanil kuvatakse mitu varviriba ja kogu ekraan muutub punaseks, roheliseks ja siniseks.

Kontrollige hoolikalt ekraani korvalekaldeid.

7. Valjumiseks vajutage klahvi Esc.

MARKUS: Dell SupportAssisti algkaivituse diagnostika kaivitab kaivitamisel esmalt LCD BIST-testi, eeldades, et kasutaja sekkumine
kinnitab LCD toimimise.

DN =

oo
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Aku olekutuled

Kui arvuti on thendatud pistikupesaga, td6tab aku margutuli jargmiselt.

Vahelduvalt vilkuv Teie stlearvuti killge on kinnitatud autentimata v&i iima toeta vahelduvvooluadapter, mis ei ole Delli toodetud.
kollane ja roheline
tuli

Vahelduvalt vilkuv Ajutine aku térge vahelduvvooluadapteri olemasolul.
kollane tuli ja piisiv
roheline tuli

Pidevalt vilkuv Fataalne aku tdrge vahelduvvooluadapteri olemasolul.
kollane valgus

Tuli on kustunud Aku téis laetud reziimis vahelduvvooluadapteri olemasolul.

Roheline tuli pdleb Aku laadimisreziimis vahelduvvooluadapteri olemasolul.

Diagnostika LED

Selles jaotises kirjeldatakse sulearvuti aku LED-tule diagnostikafunktsioone.

Piiksukoodide asemel viitab t8rgetele kahevarviline aku laadimise LED. Konkreetsele vilkuvale mustrile jargneb roheline ja seejérel valge
vilkumismuster. Seejarel muster kordub.
MARKUS: Diagnostika LED-i muster koosneb kahekohalisest arvust, mida kajastab esimene LED-i roheline vilkumismuster (1 kuni 9),

millele jargneb 1,5-sekundiline paus ja seejérel teine LED-i valge vilkumismuster (1 kuni 9). Sellele jargneb kolmesekundiline paus, kui tuli
ei pdle, misjarel muster kordub. Iga LED-tule vilge kestab 0,5 sekundit.
Diagnostiliste tdrkekoodide esitamise ajal ei lUlitu sUsteem valja. Diagnostilised tdrkekoodid alistavad alati mis tahes muud LED-i

funktsioonid. Naiteks ei esitata sllearvutite puhul aku tiihjakssaamise voi rikkega seotud koode, samal ajal kui esitatakse diagnostilisi
torkekoode.

Tabel 25. LED-muster

Vilkuv muster Probleemi kirjeldus Soovitatud lahendus

Roheline Valge

2 1 protsessor Protsessori rike

2 2 emaplaat, BIOS-ROM Emaplaat, hdlmab BIOS-i
rikkeid voi ROM-i tdrkeid

2 3 méalu Ei leitud malu/RAM-i

2 4 maélu Mélu/RAM-i rike

2 5 malu Paigaldatud sobimatu mélu

2 6 emaplaat; kiibistik Emaplaadi/kiibistiku tdrge

2 7 ekraan Kuvari rike

3 1 RTC toitekatkestus Nooppatarei rike

3 2 PCl/video PCl/videokaardi/kiibi rike

3 3 BIOS-i taastamine 1 Taastekujutist ei leitud

3 4 BIOS-i taastamine 2 Leitud taastekujutis on
sobimatu

3 5 Jéuallika rike EC-I tekkis véimsusjarjestuse
rike

3 6 SBIOS-i vélkmalu rike SBIOS-i tuvastatud vélkmalu
rike
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Tabel 25. LED-muster (jatkub)

Vilkuv muster Probleemi kirjeldus Soovitatud lahendus

Roheline Valge

3 7 ME térge ME-I ootab gjaldpp, et
vastata HECI-s6numile

Wi-Fi-toitetsukkel

Kui teie arvutil puudub Wi-Fi-Uhenduse probleemide t&ttu ligipdas internetile, voib teha Wi-Fi-toitetsikli toimingu. Jargmine protseduur
annab juhised Wi-Fi-toitetstkli tegemiseks.

®| MARKUS: Méni internetiteenuse pakkuja ehk ISP (Internet Service Provider) pakub kombineeritud modemi/ruuteri seadet.

LUlitage arvuti vélja.

LUlitage modem vdlja.
LUlitage traadita ruuter vélja.
Oodake 30 sekundit.
LUlitage traadita ruuter sisse.
LUlitage modem sisse.

NooON N~

LUlitage arvuti sisse.

BIOS-i taastamine

BIOS-i taastamine on m&eldud peamise BIOS-i parandamiseks, see ei td6ta, kui algkaivitus on kahjustatud. BIOS-i taastamine ei toimi EC-
rikke, ME-rikke ega riistvaraga seotud probleemi korral. BIOS-i taastamise varukujutis peaks olema saadaval BIOS-i taastamise funktsiooni
ketta kriiptimata partitsioonil.

BIOS-i tagasipd6ramise funktsioon

BIOS-i varukujutise kaks versiooni on salvestatud kdvakettale.

e Praegune tédtav BIOS (vana)
e Varskendatav BIOS (uus)

Vana versioon on juba kdvakettale salvestatud. BIOS lisab kdvakettale uue versiooni, séilitab vana versiooni ja kustutab teised olemasolevad
versioonid. Naiteks, AOO ja AO2 versioonid on juba kovakettal, AO2 kaivitab BIOS-i. BIOS lisab versiooni A04, séilitab versiooni AO2 ja
kustutab versiooni AOO. Kahe BIOS-versiooni omamine véimaldab BIOS-i tagasipodramise funktsiooni.

Kui taastefaili ei saa salvestada (kdvakettal pole ruumi), margistab BIOS selle olukorra lipukesega. Lipp lahtestatakse juhul, kui hiliem
on voimalik taastefaili salvestada. BIOS teavitab kasutajat POST-i gjal ja BIOS-i seadistustes on BIOS-i taastamine halvenenud. BIOS-i
taastamine kdvakettalt ei pruugi olla véimalik, kuid BIOS-i taastamine USB-mélupulgaga on siiski véimalik.

USB-mélupulga kasutamise puhul: juurkataloog véi ,\*

BIOS_IMG.rcv: USB-malupulgal salvestatud taastekujutis.

BIOS-i taastamine kovakettalt

®| MARKUS: Veenduge, et teil oleks Delli tugisaidilt kasutusvalmis BIOS-i eelmine ja uusim versioon.

®| MARKUS: Veenduge, et teil oleksid failitiitipide laiendid operatsioonististeemis (OS) nahtavad.

1. Sirvige BIOS-i varskenduse asukohta ja leidke kaivitusfailid (.exe).

2. Nimetage BIOS-i kéivitusfailid Umber, kasutades BIOS-i varasema versiooni juures nime BIOS_PRE.rcv ja uusima BIOS-i versiooni
juures BIOS_CUR.rcv.
Naiteks, kui vimase versiooni failinimi on PowerEdge_T30_1.0.0.exe, nimetage see Umber nimeks BIOS_CUR.rcv, ja kui eelmise
versiooni failinimi on PowerEdge_T30_0.0.9.exe, muutke see nimeks BIOS_PRE.rcv
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® MARKUS:
a. Kuikdvaketas on uus, siis pole operatsioonististeemi paigaldatud.

b. Kuikdvaketas on Delli tehases osadeks jagatud, on saadaval Recovery Partition (Taastamise partitsioon).

Eemaldage kdvaketas ja paigaldage see teise ststeemi, millel on téielikult toimiv operatsioonististeem.

Kaivitage slisteem ja jargige Windowsi operatsioonistiisteemi keskkonnas BIOS-i taastusfaili asukohta Recovery Partition (Taastamise
partitsioon) kopeerimiseks jargmisi samme.

a. Avage Windowsi kdsuviiba aken.

b. Trikkige kasureale diskpart (ketta osa) et alustada toimingut Microsoft DiskPart (Microsofti kettapartitsioon).

C. Saadaolevate kdvaketaste loendi saamiseks tritkkige kdsureale list disk (kdvaketaste loend).
Valige 3. etapis installitud kdvaketas.

d. Trikkige kasureale sellel kdvakettal olevate saadaolevate partitsioonide vaatamiseks list partition (partitsioonide loend).
e. Valige Partition 1 (Partitsioon 1), mis on Recovery Partition (Taastamise partitsioon). Partitsiooni suurus on 39 MB.
f.  TrUkkige kasureale set id=07, et méaéarata partitsiooni ID.

@ MARKUS: Andmete lugemiseks ja kirjutamiseks on partitsioon operatsioonisiisteemile nahtav kui kohalik ketas Local Disk

(E).

g. Looge jargmised kaustad jargmistesse asukohtadesse Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Kopeerige mélemad BIOS-i failid BIOS_CUR.rcv ja BIOS_PRE.rcv taastamiskausta Local Disk (E).
i. Trukkige akna Command Prompt (Kasuviip) kdsureale DISKPART ké&sk set id=DE.

Parast selle kdsu taitmist ei ole partitsioon Local Disk (E) operatsioonististeemile kattesaadav.
LUlitage sUsteem vélja, eemaldage kdvaketas ja paigaldage kdvaketas algsesse slsteemi.

Kaivitage slisteem ja algkdivitage sUsteemiseadistusse, veenduge, et jaotises Maintenance (Hooldus) oleks valik BIOS Recovery
from Hard Drive (BIOS-i taastamine kdvakettalt) seadistuse jaotises BIOS Recovery (BIOS-i taastamine) lubatud.

Susteemi vélja lUlitamiseks vajutage toitenuppu.

SuUsteemi kaivitamiseks hoidke all klahve Ctrl ja Esc ning vajutage toitenuppu. Jatkake klahvide Ctrl ja Esc all hoidmist, kuni kuvatakse
leht BIOS Recovery Menu (BIOS-i taastamise menud).

Veenduge, et raadionupp Recover BIOS (Taasta BIOS) oleks valitud, ja kidpsake BIOS-i taastamise kéaivitamiseks nuppu Continue
(Jatka).

BIOS-i taastamine USB-draivi abil

®
®

1.
2,

152

| MARKUS: Veenduge, et failittitipide laiendid oleks operatsioonististeemis nahtavad.

| MARKUS: Veenduge, et oleksite Delli tugisaidilt alla laadinud uusima BIOS-i ja selle oma stisteemis salvestanud.

Sirvige allalaaditud BIOS-i varskenduse asukohta ja leidke kaivitusfail (.exe).

Nimetage fail imber nimega BIOS_IMG.rcv.
Naéiteks, kui faili nimi on PowerEdge_T30_0.0.5.exe, nimetage see tmber failiks BIOS_IMG.rcv

Kopeerige BIOS_IMG.rcv fail USB-malupulga juurkataloogi.

Kui see pole Uhendatud, Uhendage USB-draiv, taaskéivitage stisteem, vajutage slisteemi seadistustesse sisenemiseks klahvi F2 ja
seejérel vajutage slisteemi valjalllitamiseks toitenuppu.

Kaivitage sUsteem.

Susteemi kaivitamisel vajutage klahve Ctrl + Esc, hoides samal ajal toitenuppu all, kuni kuvatakse dialoogikast BIOS Recovery Menu
(BIOS-i taastamise menud).

BIOS-i taastamise protsessi alustamiseks kldpsake nuppu Continue (Jatka).

@ MARKUS: Veenduge, et suvand Recovery BIOS (BIOS-i taastamine) oleks dialoogikastis BIOS Recovery Menu (BIOS-i
taastamise menud) valitud.

Valige USB-draivi rada, kuhu BIOS-i taastefail on salvestatud (juurkataloog v&i \), ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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BlIOS-i varskendamine

BIOS-i varskendamine Windowsis

1. Avage aadress www.dell.com/support.

2. Klidpsake suvandit Product Support (Tugiteenused). Sisestage véljale Search support (Tugiteenuse otsing) oma arvuti hooldussilt ja
kldpsake nuppu Search (Otsi).

@ MARKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage arvuti automaatseks tuvastamiseks funktsiooni SupportAssist. Véite kasutada ka
toote ID-d voi otsida arvuti mudelit k&sitsi.

Kldpsake valikut Drivers & Downloads (Draiverid ja allalaadimised). Laiendage suvandit Find drivers (Otsi draivereid).
Valige arvutisse installitud operatsioonististeem.

Valige ripploendist Category (Kategooria) suvand BIOS.

Valige BIOS-i uusim versioon ja kldpsake oma arvuti jaoks BIOS-i faili allalaadimiseks nuppu Download (Laadi alla).
Parast allalaadimise I8ppu sirvige kausta, kuhu BIOS-i varskendusfaili salvestasite.

© N O o s o

Topeltkldpsake BIOS-i varskendusfaili ikooni ja jérgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Lisateavet vaadake teabebaasi artiklist 000124211 aadressil www.dell.com/support.

BIOS-i varskendamine Linuxis ja Ubuntus

BIOS-i varskendamiseks arvutis, kuhu on installitud Linux v&i Ubuntu, vaadake teabebaasiartiklit 000131486 aadressil www.dell.com/
support.

BIOS-i varskendamine USB-draivi abil Windowsis

Uusima BIOS-i haalestusprogrammi faili allalaadimiseks jérgige jaotises ,,BIOS-i varskendamine Windowsis® toiminguid 1 kuni 6.
Looge algkaivitatav USB-draiv. Lisateavet vaadake teabebaasi artiklist 000145519 aadressil www.dell.com/support.
Kopeerige BIOS-i haalestusprogrammi fail algkaivitatavale USB-draivile.

Uhendage algkaivitatav USB-draiv arvutiga, mis vajab BIOS-i varskendust.

Taaskaivitage arvuti ja vajutage klahvi F12 .

Valige lihekordse algkaivitamise meniiii kaudu USB-draiv.

NOoO TN NS

Sisestage BIOS-i haalestusprogrammi failinimi ja vajutage sisestusklahvi.
Kuvatakse BIOS-i varskendusutiliit.

8. BIOS-i vérskenduse I8puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

BlIOS-i varskendamine F12 iihekordse algkaivituse menuust

Vérskendage oma arvuti BIOS-i, kasutades BIOS-i faili update.exe, mis kopeeritakse FAT32 USB-draivile ja algkaivitatakse F12 Uhekordsest
alglaadimismentilst.

BIOS-i varskendus

Véite kaivitada BIOS-i varskendusfaili Windowsis algkaivitatavalt USB-draivilt voi varskendada BIOS-i arvuti F12 Uhekordsest
alglaadimismentilst.

Enamik pérast 2012. aastat ehitatud Delli arvuteid hdlmab seda funktsiooni. Kontrollimiseks avage arvuti kéivitamisel klahviga F12
tihekordne alglaadimismentili ja vaadake, kas arvuti alglaadimisvalikute hulgas on BIOS FLASH UPDATE (BIOS-I VARSKENDAMINE).
Kui valik on loendis saadaval, toetab BIOS seda varskendusviisi.

®| MARKUS: Funktsiooni saab kasutada ainult arvutites, mille F12 (ihekordses alglaadimismentiiis on BIOS-i véarskendamise valik.

Uhekordse alglaadimismeniiii kaudu virskendamine
F12 Uhekordse alglaadimismentt kaudu BIOS-i varskendamiseks vajate jargmist.

e USB-draiv, mis on vormindatud failisisteemiga FAT32 (malupulk ei pea olema alglaaditav).
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e BIOS-i taitefail, mille laadisite alla Delli toe saidilt ja kopeerisite USB-draivile.
e \ahelduvvoolu-toiteadapter, mis on arvutiga Ghendatud.
e TooGtav arvuti arku BIOS-i varskendamiseks

F12 mentids BIOS-i varskendamiseks tehke jargmist.
Arge liilitage arvutit BIOS-i virskendamise ajal vilja. Arvuti ei pruugi algkaivituda, kui selle vilja liilitate.

1. Uhendage vaélalilitatud arvuti USB-pordiga USB-draiv, kuhu kopeerisite varskenduse.

2. Lulitage arvuti sisse, vajutage Uhekordsesse alglaadimismenttsse juurdepaasuks klahvi F12, valige hiirt vai arvutiklahve kasutades
suvand BIOS Update (BIOS-i varskendus) ja seejérel vajutage klahvi Enter.
Kuvatakse BIOS-i varskendamismentd.

Kldpsake valikut Flash from file (Varskenda failist).

Valige véline USB-seade.

Valige fail ja topeltkldpsake varskendamise sihtfaili ning seejérel kidpsake nuppu Submit (Edasta).
Kldpsake suvandit Update BIOS (BIOS-i varskendus). Arvuti taaskaivitub BIOS-i varskendamiseks.
Arvuti taaskaivitub pérast BIOS-i varskendamise I8petamist.
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Iseparandamine

Kursuse sissejuhatus

Iseparandamine on suvand, mis aitab Dell Latitude'’i sisteemil paraneda olukordadest No Post, No Power, No Video (Post puudub, Toide
puudub, Video puudub).

Iseparandamise juhend

Eemaldage esmane aku ja vahelduvvooluadapter.

Uhendage CMOS-i aku lahti.

Vabastage jaakvool. Hoidke toitenuppu 10 sekundit all véi jatke slisteem 45 sekundiks jéudereZiimile.

Veenduge, et CMOS-i aku ja esmane aku ei oleks stisteemiga Uhendatud.

Uhendage vahelduvvooluadapter. Siisteem lillitub automaatselt sisse, kui vahelduvvoolu adapter on sisestatud.

Susteem alustab mdnda aega tlhja ekraaniga ja lUlitub automaatselt vélja. Jalgige LED-tulesid (toide, Wi-Fi ja HDD). See lUlitub sisse.
SUsteem pltab taaskaivitada kaks korda ja kolmandal katsel teeb algkaivituse.

Asetage CMOS-i aku ja vahelduvvooluadapter tagasi siisteemi.
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Kui iseparandamine rikke parandab, vérskendage ststeem uusima BIOS-iga ja tehke stisteemi dige toimimise tagamiseks ePSA.

(D|MARKUS:
e Mis tahes riistvara paigaldamise v6i eemaldamise ajal veenduge alati, et kdik andmed oleksid korralikult varundatud.
e Osade eemaldamise v&i paigaldamise kohta juhiste saamiseks vaadake jaotist Kokkupanek, demonteerimine.
e Enne arvutiga tddtamise alustamist jargige ohutusjuhiseid.

Toetatud Latitude’i mudelid

(D|MARKUS:

e Enne emaplaadi vahetamist tehke kohustusliku sammuna iseparandamine.

e |atitude'i iseparandamist saab valtida, kui nd6ppatareile ligipddsemiseks on vaja kogu ststeem lahti v&tta.

e |atitude'i E7 seeria (XX70) korral tuleks esmase sammuna teha BIOS Recovery 2.0 (BIOS-i taastamine 2.0).

e |separandamisega seotud torkeotsingule kuluva aja vahendamiseks ei ole slsteemi uuesti kokku panemiseks kohustuslikku nduet.
Tehnikud voivad iseparandamise algatada isegi avatud emaplaadiga.

e | Uhiste ja staatilise elektri valtimiseks drge puudutage Uhtegi avatud komponenti voi emaplaati.

e Kuiiseparandamine ei suuda tdrget parandada, jatkake emaplaadi vahetamisega.
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MARKUS:

Klienditeenindaja tegevus: klienditeenindajad peavad julgustama klienti enne probleemi kdvaketta torkeks nimetamist esmalt seda
sammu labima. Kui klient ei tunne end iseparandamise protseduuri 1abi viimisel kindlalt, registreerige 5GL-is loodav parandus. Soovitage
kohapeal asuvatel inseneridel teha kohustusliku esialgse sammuna iseparandamise protseduuri. Soovitage neil iseparandamise
protseduuri ebadnnestumise korral jatkata enne osa vahetamist tavapérase torkeotsinguga.

Kohapealse inseneri tegevus: Latitude'i iseparandamise protseduur peab olema kohustuslik esimene samm. Iseparandamise
protseduuri ebadnnestumise korral jatkake enne osa vahetamist tavapérase torkeotsinguga. Registreerige iseparandamise tulemused
véljakutse sulgemise logisse (iseparandamise labimine v&i ebadnnestumine).

Diagnostika 155



Teemad:

Delli kontaktteave

Delli kontaktteave

@ MARKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-tihendust, véite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tSekilt vi Dell

Dell pakub mitmeid veebipdhiseid ja telefonipdhiseid tugi- ning teenusevoimalusi. Saadavus voib riigi ja toote jérgi erineda, méned teenused
ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga miugi, tehnilise toe voi klienditeeninduse kisimustes Uhenduse vdtmiseks tehke jargmist.

1.

2.
3.
4
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tootekataloogist.

Avage veebiaadress Dell.com/support.

Valige tugiteenuse kategooria.

Kontrollige oma riiki v&i piirkonda lehe allosas olevast ripploendist Country/Region (Riik/piirkond).
Valige vajaduse kohaselt sobiv teenus voi tugilink.

Abi saamine

Abi saamine
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